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OZET

Yiiksek Lisans Tezi

BILiSIM TEKNOLOJILERI CIHAZLARININ EMC, LVD VE AKUSTIK
TESTLERININ VERi MADENCILIGi iILE YORUMLANMASI

Harun CICEK

Karabiik Universitesi
Fen Bilimleri Enstitiisii

Bilgisayar Miihendisligi Anabilim Dal

Tez Danismani:
Prof. Dr. Abdullah CAVUSOGLU
Nisan 2012, 75 sayfa

Bu calismada, Bilisim Teknolojileri cihazlarinda bir cihaz, alet veya sistemin kendi
elektromanyetik ortami icerisinde bu ortama limitleri agan herhangi bir bozucu etki
olusturmadan fonksiyonlarini tatmin edici bir sekilde yerine getirebilme kabiliyetini
ortaya koyan Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility-EMC),
cihazlarin ¢evreye, insanlara ve tiim canlilara karsi sebep olabilecegi elektriksel ve
mekanik tehlikeler ile ilgili giivenlik testlerini igeren Algak Gerilim Direktifi (Low
Voltaje Directive — LVD) ve Akustik testleri ayrintili olarak incelenmistir. Bu
testlerde standart degerler ve testlerin nasil yapilacagi hakkinda bilgi verilmistir.
Yine yapilan deneyler sonucunda ¢ikan degerler ve bu degerlerin hangi aralikta

olmas1 gerektigi ortaya konmustur.

Algak Gerilim Direktifi (Low Voltaje Directive — LVD) genel kurallar1 ve bu
kurallarin nasil uygulanacagi konular1 anlatilmistir. Bu kapsamda deneyler

yapilmistir. Yapilan dlglimler sonucunda sinir degerleri icerisinde yer alan ve sinir
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degerleri disinda yer alan cihazlarin ¢evreye verebilecekleri mekanik ve elektriksel

tehlikeler raporlarla ortaya konulmustur.

Bilisim teknolojisi cihazlarinda ISO 9296 kapsaminda ses Ol¢iim genel kapsam,
genel kurallar ve bu kurallarin nasil uygulanacagi konular1 anlatilmistir. Bu
kapsamda yapilacak Olgiimler sonucunda sinir degerler ve bu degerlerin disinda

kalan cihazlarin olusturabilecegi sorunlar ortaya konulmustur.

Yapilan testleri sonucunda, testlerinde sinir degerler arasinda yer alan cihazlarin
cevreye yaydiklari etkiden beraberinde calisan diger cihazlart etkilenmedikleri
goriilmiistiir. Ancak sinir degerleri iizerinde g¢alisan cihazlarin yaydiklar1 etkinin
beraberinde veya ayni ortamda bulunan cihazlar1 etkileyerek calisma performansini,

calisma dogrulugunu olumsuz yonde etkiledigi tespit edilmistir.

Veri madenciligi bir uzman sistem hazirlamada yaygin olarak kullanilir. Uzman
sistem i¢in en bliylik problem bilgilerin elde edilmesi ve degerlendirilmesidir.
Uzmandan bilgi elde etme, karsilikli goriismeler gerektiren, uzun zaman alan, dikkat
isteyen ve sistematik c¢alismalar gerektiren bir islemdir. Bu c¢alismada veri
tabanlarinda bulunan verilerden bilgiler elde etmek, bu bilgileri genellemek ve elde
edilen bu bilgilere gore degerlendirme yapmak i¢in Ornek bir uzman sistem

gelistirilmistir.

Anahtar Sozciikler : BT cihazlarinda elektromanyetik uyumluluk testleri, BT
cihazlarinda algak gerilim direktifi, BT cihazlarinda akustik
testler, EMC, LVD, Veri madenciligi, Uzman sistemler.

Bilim Kodu : 902.1.035



ABSTRACT

M.Sc. Thesis

INTERPRETATION OF EMC, LVD AND ACOUSTIC TESTS OF IT
TECHNOLOGY DEVICES VIA DATA MINING
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Karabiik University
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Department of Computer Engineering

Thesis Advisor:
Prof. Dr. Abdullah CAVUSOGLU
April 2012, 75 pages

In this study, Electromagnetic Compatibility — EMC revealing the capability of a
device, instrument or system for informatics technologies’ devices to fulfill their
functions satisfactorily without having a corruptive effect exceeding limits of such
environment, within their electromagnetic field; Low Voltage Directive — LVD and
Acoustic tests which include safety tests regarding electrical and mechanical hazards
which can be caused by devices against environment, human and all living things,
have been inspected in detail. During these tests, information about standard values
and how these tests could be done are provided. In addition, values as a result of

experiments done and in which range those values should be are set forth.

The issues that general rules of Low Voltage Directive — LD and how these rules to

be applied were discussed. To this end, experiments have been made. As a result of
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the measurements, mechanic and electrical hazards from devices within and out of

limit values on environment are revealed.

For informatics technological devices, the matters are described such that acoustic
measurement, general scope, general rules and how these rules to be applied within
the scope of 1ISO 9296. To this end, the problems that might be led by devices
remaining within and out of limit values as a result of measurements have been

revealed.

As a result of tests done, it is observed that influences emitted by devices within limit
values do not have any effect on other devices operating together. However, it is
detected that the influence emitted by devices operating within limit values affects
performance and accuracy of the devices operating together or within same

environment negatively.

Data mining is commonly employed in the development of expert systems. The
biggest problem for an expert system is the acquisition and evaluation of the
information. Obtaining knowledge from an expert requires one-to-one meetings, long
time, attention to details and systematic effort. In this work, a sample expert system
is developed in order to extract information from data stored in a database, to

generalize this information and to make an evaluation according to this knowledge.

Key Words :  Electromagnetic compatibility tests on IT devices, Low
voltage directive on IT devices, Acoustic tests on IT
devices, EMC, LVD, Expert system, Data mining.

Science Code : 902.1.035
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BOLUM 1

GIRIS

Electromagnetic Compatility (EMC); Tiirk¢e karsilik olarak Elektromanyetik
Uyumluluk (EMU), cihaz veya sistemin kendi elektromanyetik ortami icerisinde
herhangi bir bozucu etki olusturmadan islevini yerine getirebilme kabiliyetidir. EMC
testleri kullanim ortaminda daha az ariza ¢ikmasi, is emniyeti ve insan saglig
acisindan 6nem arzetmektedir. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi isleyisi
diger cihazlar1 bozabilecek veya diger cihazlardan etkilenip bozulabilecek biitiin

elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel gerekleri belirlemektedir.

Gilintimiizde elektrikli cihazlar, degisik ¢esit ve modeller ile hayatimizin bir pargasi
haline gelmis durumdadir. Elektrikli cihazlarin hayatimizdaki yeri arttik¢a, insan ve
cevre saghigr icin giivenlik problemleri de siirekli artmaktadir. Bu nedenle
LVD(Algak Gerilim Yo6netmeligi), lirinlerin tasarim ve gelistirilmesinde dnemli bir
yer alir. Diinya kiiresellestik¢e ve sinirlar giderek ortadan kalktikca iiriin cesitliligi de
hizla artis gostermektedir. Ozellikle AB siirecinin baslamas: ile tek pazar olgusu
yaratilmigtir. Cesitlilikte dogru iirlinli se¢gmek ihtiyact ise standartlagma siirecine hiz

vermistir.

1973 yilinda kabul edilen "Algak Gerilim Kararnamesi"(Low Voltage Directive-
LVD) bu yolda atilan énemli bir adim olmustur. 1990 ve sonrasinda CE Isareti, AB
pazar1 i¢inde serbest dolagim icin sart kosulmustur.

Gilintimiizde her tiir ortamda farkli ses seviyeleri ile karsilasmaktayiz. Bir¢ok sesler
rahatsiz edici ve istenmeyen tiirdendir. Bircogu da insan saglig1 agisindan zarar verici
noktalara gidebilmektedir. Iste bu amacla giiriilti dlgiimleri ve analiz ©nem
tasimaktadir. Akustik testleri ile elektronik cihazlarin c¢alisma ortamlarinda
olusturduklar1 ses seviyeleri Ol¢iilmekte ve standartlar ve limit asimlar tespit

edilmektedir.



Bu calismanin amaci, hizla hayatimizi saran bilisim teknolojileri cihazlarinin
yukarida bahsedilen ses, elektromanyetik ve glivenlik konularinin ele alinarak hangi
ortamlarda ve hangi standartlarda test edilmesi gerektiginin arastirilmasi ve

incelenmesidir.

Hazirlanan bu c¢alisma, genel itibariyla literatiir taramasit ve deneysel calismalar
olmak iizere iki kisimdan olusmaktadir. Ancak, literatiir taramasi ve deneysel
calismalar kendi i¢inde {i¢ konu baslig1 altinda olusturulmaya ¢alisilmistir. Bunlardan
birinci boliim “Giris” olup burada ¢alismanin kisa 6zeti verilmistir. Ikinci boliimde,
bu calismada kullanilan EMC genis bir literatiir taramasiyla anlatilmistir. Ugiincii
bolimde LVD ve dordiincii boliimde Akustik testleri ve bu testlerde kullanilan
standartlar detayli bir bigimde tanitilmistir. Besinci boliimde ise bu testlerde alinan
sonuglarin veri madenciligi ile yorumlanmasina yardimci olan kural tabanlt uzman
sistem gelistirilmistir. Altinc1 bolim olan son bdliimde ise testlerde alinan sonuglar

ve veri madenciligi ile yapilan degerlendirmeler yer almaktadir.



BOLUM 2

BILiSIM TEKNOLOJIiSi CIHAZLARINDA ELEKTROMANYETIK
UYUMLULUK TESTLERI

Elektromanyetik uyumluluk; bir sistem veya cihazin iginde bulundugu
elektromanyetik ortamda fonksiyonlarini, bu ortamda telafi edilemez bir bozulma
yapmaksizin yerine getirebilme yetenegi olarak tanimlanmaktadir [1]. Bu tanim EM
uyumlu iiriin i¢in tasarimdan planlamaya, iiretimden pazara kadar her asamada EMC

kosullarina uygunlugun zorunlulugunu acik¢a géstermektedir.

Yaymim, Bagisiklik, Alinganlik

EM uyumlu bir tasarimda EM girisim kaynaklar1 sondiiriilmeli, kuplaj yollar1 ortadan
kaldirilmal1 ve cihazlar EM agisindan yeterince giiclendirilmelidir. I iirlin bagisikligi,
E girisim seviyesi olmak iizere temel EMC bagmtist I > E seklinde
tanimlanmaktadir. Yani, bir cihazin ¢evre girisiminden etkilenmemesi ancak EM
yaymima olan bagisiklig1 ile saglanabilmektedir. EM uyumlulukta kullanilan bir
diger tanim ise alinganlik. Diigiik bagisiklik yiiksek alinganlik, yiiksek bagisiklik ise
diisiik alinganlik demektir. Tipik alinganlik sonuglart:

1. Sistem isleyisinde diizeltilebilen kiictlik hatalar,

2.Haberlesme sistemlerindeki giiriiltiiler,

3.Y0On ve konum bulma igslemlerindeki hatalar,

4. Kritik olmayan veri toplama hatalari gibi nispeten daha 6nemsiz sorunlar,
5.Sistemlerin devre dist kalmasi veya islevsizlik,

6. Kritik cihazlarin kontrol/kumanda kaybi,

7.Hayati haberlesme kaybi, temel yon bulma hatasi

8.Roket, flize, vb., kitle imha silahlarinin tetiklenmesi



seklindeki oldukca tehlikeli problemler de olabilir. Genelde sorunlar, operator
calisma problemleri, cihaz/sistem arizalari, cihaz veya sistemin devre dist kalmasi ve

olas1 olumsuz saglik etkileri olarak gruplanabilir.

EMC problemleri istem dist EM enerjinin sistemleri etkilemesi nedeniyle
olustugundan her zaman var olacaktir. Bununla yasayabilmek i¢in uluslararasi uzman
kuruluglar gerekli olan EMC standartlar1 hazirlamakta, yayilim ve bagisiklik
limitlerini belirlemektedir. Standartlar bir cihazin ¢evresindeki diger cihazlarla bir
arada kendilerinden beklenen performanslari yerine getirmeleri i¢in saglamasi
zorunlu olan kosullar1 belirler. Bu kosullar maksimum istenmeyen yayilim seviyeleri
ile minimum bagisiklik seviyeleri olarak 6zetlenebilir. Limit degerler cihazlardan ne

uzaklikta hangi esik seviyelere izin verilecegini belirtir [1].

Direktifler, ilgili harmonize Standartlara uyan cihazlarin, direktif gereklerine de
uyumlu oldugunu belirtirler. Direktif gerekleri ile uyumlu cihazlara da CE-Isareti
ilistirilir. EMC Uyumluluk Testleri i¢in asagidaki agiklamalarda, 6rnek olarak ilgili
harmonize Standartlar da belirtilecektir. Esasen testler genellikle ilgili standardlar

esas alinarak gerceklestirilir ve degerlendirilir.

Elektromanyetik Uyumlulukta iki ana grup esastir.

1. Eektromanyetik Parazit Yayma ( Emission )
2. Elektromanyetik Parazite Bagisiklik ( Immunity )

Bir dizi standart bu her iki 6zgiin olay: bir iirlin veya bir {iriin grubu i¢in 6zellikle

inceler. Bir ¢ok durumda her iki olay bir tek ve ayni standard da anilip irdelenir.

Standardlar agagidaki gibi gruplanirlar:

1. Temel Standartlar ( Basic Standards ) genelde her bir, Bozucu Dalga olayi igin
tek tek tarifi, olaym aciklamasini, ayrintili test metodunu, kullanilan test diizeni
ve oleme cihazlarmmn agiklamasi ve anlatimini igerirler. Ana Brans, Uriin

ailesi, Uriin standartlarinda referans olarak belirtilmek temel standartlarin



amacidir. Bu Temel standartlarin kullanilmasiyla CE-isaretinin ilistirilmesi
hakki olusmaz.Bundan dolayr temel standartlar Avrupa Birligi resmi
gazetesinde “Harmonize Standard” olarak yayinlanmazlar.

2. Brans Temel Standartlar1 (Generic Standards) prensip olarak ayni bir ortamda
kullanilan biitiin trlinler i¢in gegerlidir. Standardlar, {iriinler i¢in belirleyici
olabilen EMC olgulart1 i¢in kullanilmasi gereken siir degerleri
icerirler.Inceleme metotlar1 icin temel standartlara atifta bulunulur. “Temel
Brang Standardlar1” harmonizasyon i¢in dikkate almirlar ve dolayisiyla AB
resmi gazetesinde yayinlanirlar.Bu standartlarin  kullanilmasindan CE-
Isaretinin ilistirilmesi hakki olusturulabilir. Ancak bunu i¢in séz konusu iiriinle
ilgili “Uriin Ailesi veya Uriin Standardi” olmamasi bir 6n sarttir. Zira boyle
standartlarin “Brans Temel Standardlari”na gére onceligi vardir.

3. Uriin Ailesi Standartlar1 (Product Standards) birbiriyle akraba iiriin gruplar1 i¢in
belirlenmistir. Test seviyeleri ve sinir degerleri sart kosulmustur. Bu standartlar
harmonizasyon i¢in dikkate alinirlar ve dolayisiyla AB resmi gazetesinde
yayinlanirlar. CE- Isareti kapsaminda sertifikalandirma igin kullanilabilirler.

Uriin ailesi standardi varsa, sadece bu standart kullanilir.

4. Uriin Standartlar1 (Product Standarts) “Uriin Ailesi Standartlar’” gibidirler,
ancak iirlin ailesi standartlarindan farkli olarak iirliniin belli bir cinsi i¢in
belirlenmistir. “Uriin Standartlarmin” “Brans Temel Standartlarina” gére daima

onceligi vardir [1].

2.1. ELEKTROMANYETIK PARAZIT YAYMA (EMISSION)

Cihaz ¢alisirken ¢evredeki cihazlara zarar vermemesini saglamak i¢in yapilan testleri
kapsamaktadir. Cihaz havadan salinip yapabilir veya kablo yoluyla ¢evreye gliriiltii
verebilir. Matkapla duvar delerken televizyonunuzun parazitlenmesi buna 6rnek
gosterilebilir. Matkap duvari delerken ¢evreye bir giiriiltii veriyor. Bu giiriiltii kablo
yolu ile televizyona gegiyor ve televizyon parazitleniyor. Bu 6rnek matkap belirlenen
seviyenin iizerinde giiriilti yaymaktadir iste bu emission Ol¢iimleriyle kontrol
edilmektedir. Televizyonun bagisiklik seviyesinin diisiik oldugu icin bu giiriiltiiden

etkilenmektedir. Televizyonun da bagisiklik sisteminin belirlenen seviyede oldugu



bagisiklik testleri araciligiyla 6l¢iilmektedir. Bunun en iyi drnegi cep telefonlarinin
yayginlagsmastyla yaganmigtir. Otobiislerin elektronik kisimlari (abs, airbag vb) cep
telefonlar1 kullanilmaya basladiginda ciddi arizalanmalara sebep olmustur. Bunun
sebebi Otobiislerin bagisiklik seviyelerinin diislik, telefonlarin ise yayilimlarinin
yiilksek olmasidir. Su anda otobiislerin bagisiklik seviyeleri standart seviyelere
cikarilldigi ve cep telefonlar1 standartlara disiiriildiigli icin glinimiizde artik

otobiislerde cep telefonlari rahatlikla kullanilmaktadir.

2.1.1. Radyo Bozulma Ozellikleri — Ol¢gme Metodlar: ve Simirlar

2.1.1.1 Amag ve Kapsam

Bu standard:;

1. Telekomiinikasyon mesajlar1 ve verisinin kontrolii, anahtarlamasi, bilgi isleme-
si, iletimi, bilginin yeniden elde edilmesi, gosterimi, bilgi depolanmasi veya
girigsinden (veya bu oOzelliklerin bir kombinasyonundan) olusan bir ana
fonksiyona sahip ve tipik olarak bilgi transferi i¢in calisan bir veya daha ¢ok
terminal portu ile donatilabilen cihazlar 6rnek verilebilir.

2. Beyan sebeke gerilimi 600 V’u ge¢cmeyen bilgi teknolojisi cihazlarini (BTC)
kapsar. Bu tarife, telekomiinikasyon cihazi ve is yerlerinde kullanilan

elektronik cihazlar, biiro makinalari, bilgi islem cihazlar1 6rnek verilebilir [2].

2.1.1.2. Bilgi Teknolojisi Cihazlarmin Siniflandirilmasi

Bilgi teknolojisi cihazlari, A smifi bilgi teknolojisi cihazlari ve B smifi bilgi

teknolojisi cihazlari olarak iki sinifa ayrilmistir.
B Simifi Bilgi Teknolojisi Cihazlar:
B smifi bilgi teknolojisi cihazlarinin bozulma sinir degerlerini saglayan cihaz

kategorisidir. B sinift bilgi teknolojisi cihazlari, esas olarak ev ve benzeri yerlerde

(Ev ve benzeri ortam, ilgilenilen cihazdan 10 m’lik bir uzaklik i¢inde, radyo ve



televizyon alici cihazlarinin kullanilma ihtimalinin oldugu ortamdir) kullanim ig¢in

tasarlanmistir ve asagidaki cihazlari kapsar:

1. Sabit bir kullanim yeri olmayan cihaz, 6rnegin, lizerindeki batarya ile beslenen
tasinabilir cihazlar,

2. Bir telekomiinikasyon sebekesi tarafindan beslenen (enerjilendirilen)
telekomiinikasyon terminal cihazlari,

3. Kisisel bilgisayarlar ve bunlara bagli yardimci cihazlar [2].

A Smif1 Bilgi Teknolojisi Cihazlar

A sinift bilgi teknolojisi cihazlarinin siir degerlerini saglayan, ancak B sinifi bilgi
teknolojisi cihazlarinin smir degerlerini saglamayan diger biitiin bilgi teknolojisi
cihazlart kategorisidir. Bu tip cihazlarin satisinda kisitlanmaz, ancak cihazin

kullanim kilavuzuna asagidaki uyar1 bulunmalidir:

Uyart - Bu bir A sinifi cihazdir. Bu cihaz ev ve benzeri yerlerde radyo girisimine
neden olabilir. Bu nedenle ev ve benzeri yerlerde kullanimda kullanicinin uygun

Onlemleri almas1 gerekli olabilir.

Islemler BTC tarafindan iiretilen istenmeyen sinyallerin seviyesinin 6lgiimii igin
verilmistir ve smir degerler hem A hem de B sinifi cihazlar i¢in 9 kHz’den 400
GHz’e kadar olan frekans araliginda belirtilmistir. Sinir degerlerin belirtilmedigi
frekanslarda dl¢lim yapilmasina gerek yoktur.

Bu standardin amaci, kapsamda belirtilen cihazlarin radyo bozulma seviyesi igin
standart kurallar1 olusturmak, bozulmanin smir degerlerini sabitlemek, Olgme
metotlarini tarif etmek, ¢alisma sartlarini ve sonuglarin yorumlanmasini standart hale

getirmektir [2].

2.1.1.3. Genel Ol¢me Sartlar

Deney sahasi, DGC’den kaynaklanan giiriiltiiniin ortam giiriiltiistinden ayirt

edilmesine imkan vermelidir. Bu anlamda deney sahasinin uygunlugu, DGC’nin



calismadigr durumda ortam giiriiltii seviyeleri Olglilerek ve bu Olciilen degerlerin
Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen sinir degerlerinden en az 6 dB asagida bir
seviyede oldugundan emin olunarak belirlenebilir. Belli frekans bandlarinda ortam
giirtiltiisii belirtilen siir degerlerinden 6 dB asagida degilse DGC’nin belirtilen siir
degerlerine uygun oldugunu gostermek i¢in Madde 10.4’te gosterilen metotlar
kullanilabilir. Ortam giiriiltiisii ve kaynak bozulmasinin toplam degerinin belirtilen
sinir degerini asmadigi durumlarda, ortam giiriiltii seviyesinin belirtilen sinir
degerinden 6 dB asagida olmasi gerekli degildir. Bu durumda kaynaktan cikan
istenmeyen elektromanyetik bozulmanin belirtilen sinir degere uygun oldugu kabul
edilir. Ortam giirliltisii ve kaynak bozulmasinin belirtilen sinir degeri astigi
durumlarda, asagidaki sartlarin karsilandig1 gosterilmedigi stirece DGC’nin belirtilen

sinir degeri saglamakta basarisiz olduguna karar verilmemelidir:

1. Ortam giiriiltii seviyesinin, ortam giiriiltii seviyesi art1 kaynak giiriiltiisiiniin en
azindan 6 dB altinda;

2. Ortam giiriiltii seviyesinin, belirtilen sinir degerinin en azindan 4,8 dB altinda

[2].

Deneyden Gegirilen Cihaz (DGC) Konfigiirasyonu

Burada belirtilmedigi durumlarda, DGC, tipik uygulamalarla tutarli bir sekilde
yapilandirilmali, kurulmali, diizenlenmeli ve calistirilmalidir. Arayiiz kablolari,
yiikler veya cihazlar DGC’nin arayiiz portlarinin her bir tipinin en azindan birine
baglanmali ve uygulanabildigi yerlerde her bir kablo gercek kullaniminda tipik olan
bir cihazda sonlandirilmalidir. Ayni tipte ¢cok sayida arayiiz ucunun oldugu yerlerde,
ilave ara baglanti kablolarinin/yiiklerinin/cihazlarin, 6n deneylerin sonuglarina bagl
olarak DGC’ye ilave edilmesi zorunlu olabilir. Konfigiirasyonun secilmesi ve

portlarin yiiklenmesinin nedeni deney raporunda belirtilmelidir [2]

Ara baglant1 kablolar1, her bir cihaz ic¢in belirtilen uzunlukta ve tipte olmalidir.
Degisik uzunlukta kablolar kullanilabiliyor ise bu uzunluk en fazla bozulma

olusturacak sekilde se¢ilmelidir.Uygunlugu saglamak ic¢in deneyler esnasinda



ekranlanmig veya 6zel kablolar kullanilmigsa kullanma kilavuzunda boyle kablolarin

kullanilmasi gerekliligini belirten bir not bulunmalidir.

Kablolarin fazla kisimlari, kablonun yaklasik olarak ortasina 30 cm ilda 40 cm
uzunlugunda sarimlarla toplanmalidir. Kablo sertligi veya kalinlifi nedeniyle
biikiilemiyorsa veya deney kullanici tarafindan kurulacagi sekilde yapiliyorsa
kablolarin fazla kisimlarinin yerlesimi deney raporunda tam olarak belirtilmelidir.

Hepsi ayni tipte olan birden ¢ok arayiiz portunun bulundugu durumda, ilave
kablolarin sonuglart énemli dl¢lide etkilemedigi gosterilebilirse kablonun bu tipteki

sadece bir porta baglanmasi yeterlidir [2].

Sonuglar, kablo ve cihaz yerlesiminin tam bir tarifi ile birlikte verilmeli ve bdylece
sonuglar tekrarlanabilmelidir. Sinir degerlerinin saglanmasi igin belirli kullanim
sartlar1 gerekli ise bu sartlar belirtilmeli ve yazili hale getirilmelidir. Bu 0zel sartlar
ornegin kablo uzunlugu, kablo tipi, ekranlamasi ve topraklamasi olabilir. Bu sartlar
kullanim kilavuzunda belirtilmelidir.

Uzerinde birden ¢ok modiil (siirgiilii, soketli kartlar, cihazin ana elektronik
birimlerini tizerinde bulunduran kart vb.) bulunan bir cihaz, tipik bir kurulumda
kullanilan modiilleri temsil edebilecek ve ¢esitli modiilleri iceren modiiller varliginda
deneye tabi tutulmalidir. Deneyde kullanilan modiil sayisinin ve tiplerinin

secilmelerinin nedeni deney raporunda belirtilmelidir.

Birkag¢ ayr1 birimden olusan bir sistem i¢in deneyden gecirilecek sistem, bu sistemi
temsil edecek asgari konfigiirasyonda olmalidir . Deney konfigiirasyonunda bulunan
birimlerin sayis1 ve tipleri, tipik bir kurulumda kullanilanlar1 temsil edebilecek
sekilde secilmelidir. Deneyde kullanilan birimlerin se¢ilme nedeni deney raporunda

acikca belirtilmelidir.

Sistemi temsil eden asgari konfigiirasyon i¢in asagida drnekler verilmistir.
Kisisel bir bilgisayar veya bu bilgisayara bagli olan cihazlar i¢in asgari

konfigiirasyon asagidakilerden olusur:



Kisisel bilgisayar,

Klavye,

Ekran,

Mevcut iki farkli I/O protokol tipinin (seri, paralel vb. gibi) her biri i¢in harici

> w0

gevre birimleri,
5. DGC’de, oyun kolu veya fare gibi 6zel amagli cihazlar i¢in 6zel bir port

bulunuyorsa, bu cihaz asgari konfiglirasyonun bir parcasi olmalidir.

Bazi sistemlerde a, b ve/veya c’deki pargalar ayn1 govdeye monte edilmis olabilir. a,
b, c’deki mouse veya oyun kolu kontrolleri hi¢bir zaman d)’deki par¢anin yerine

kullanilamaz [2]

Bir satig noktasi terminali i¢in asgari sistem (uygulanabilecegi kadariyla) gruplanmis

ve birlikte deneyden gegirilen asagidaki cihazlardan olusur:

Aktif islemci (kasa),

Nakit ¢ekmecesi,

Klavye(ler),

Goriintii birimleri (operatdr ve miisteri),

Tipik ¢evre birimleri (barkod tarayicisi),

© o k~ w e

Elde kullanilan cihaz (barkod tarayicisi).

Bir DGC’de degerlendirilen her bir BTC igerisindeki her bir tipteki bir modiil ¢aligir
durumda olmalidir. Deneyden gecirilen bir sistem i¢in muhtemel sistem
konfigiirasyonunda bulunabilen bilgi teknolojisi cihazlarinin her bir tipinden biri

deneyden gecirilen sisteme dahil edilmelidir.

Genis bir alana dagilan bir sistemin bir boliimiinii olusturan ve kendisi de bir alt
sistem olabilen bir cihaz birimi (6rnegin, veri igleme terminalleri veya is istasyonlari
veya Ozel boliimlere ait telekomiinikasyon santralleri vb.) ana birimden veya
sistemden bagimsiz olarak deneye tibi tutulabilir. Yerel alan agi gibi dagitilmis
aglar, gercek cevre birimleri ve kablo uzunluklariyla veya dlgme sonuglarina etki

etmemesini temin edecek sekilde yeterli bir mesafeye yerlestirilmis uzak ag
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haberlesme simiilatorleri ile bir deney bolgesinde simiile edilebilir. Modiil veya bilgi
teknolojisi cihazlarinin her bir tipinden bir tane iceren deneyden gecirilen cihazlarin

degerlendirme sonuglari, bu modiiller veya bilgi teknolojisi cihazlarinin her birinden,
birden daha fazlasina sahip konfigiirasyonlara uygulanabilir. Ozdes modiillerden
veya bilgi teknolojisi cihazlarindan kaynaklanan bozulmalar pratikte birbirine

eklenebilir olmadigi i¢in bu uygulamaya izin verilir [2].

Glig arayiizii i¢in ana birimine bagimli BTC’ler de dahil olmak iizere, diger BTC’ler
ile fonksiyonel olarak birbirini etkileyen DGC’ler durumunda, simiilator etkilerinin
yalitilabilmesi veya belirlenebilmesi sartiyla, simiilatorler veya gercekte arayiiz
olusturan bilgi teknolojisi cihazlari, temsili c¢alisma sartlarini saglamak igin
kullanilabilir. Bir BTC diger bir BTC’ye ana birim olacak sekilde tasarlanmigsa
bdyle bir bilgi teknolojisi cihazinin, ana birimin normal ¢aligsma sartlarinda ¢aligsmasi

icin baglanmasi zorunlu olabilir.

Gergekte arayliz olusturan bir BTC’nin yerine kullanilan herhangi bir simiilatoriin,
arayliz olusturan BTC’nin elektriksel, 6zellikle r.f. sinyalleri ve empedanslar gibi, ve
baz1 durumlarda mekanik ozelliklerini uygun sekilde temsil etmesi 6nemlidir. Bu
islemlerin takip edilmesi, farkl: iireticiler tarafindan iiretilen ve deneye tabi tutulan
BTC’ler de dahil olmak iizere, her bir BTC’nin 06l¢me sonuglarinin sistem
uygulamas1 ve BTC’nin benzer sekilde deneyden gecirilen diger BTC’ler ile
entegrasyonu icin gecerli kalmasina izin verir. Muhtelif ana birimlerin
performansinin 1yilestirilmesi i¢in ayri1 olarak pazarlanan baskili devre levhasi
diizenekleri (BDLD) i¢in, (ISDN arayiizii, MIB, adaptor kartlar1 vb. gibi), BDLD nin
tizerlerine takilarak kullanilmak {izere tasarlandig1 ana birimlerin tiimiiyle BDLD nin
uygunlugundan emin olmak i¢in, BDLD, BDLD nin iizerlerine takilarak kullanilmasi
amaclanan ana birimleri uygun bigimde temsil eden ve BDLD iireticisinin segtigi en
az bir ana birim iizerinde deneyden gegirilmelidir. Ana birim tipik bir uygun liretim
numunesi olmalidir. B sinifi olarak tasarlanan BDLD’ler, A smnifi ana birimler
kullanilarak deneyden gecirilmemelidir. BDLD’yle birlikte saglanan dokiimanlar,
BDLD’nin deneyinin iizerlerindeyken yapildigi ve dogrulandigi ana birimlerle ilgili

bilgiyi ve BDLD’nin, iizerinde kullanildiginda siniflandirmaya (A veya B) uydugu
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ana birimlerin kullanici tarafindan belirlenmesini miimkiin kilacak bilgiyi ihtiva

etmelidir [3].

Deneyden Gegirilen Cihazin Cahstirilmasi

DGC’nin ¢alisma sartlar1 iiretici tarafindan beklenen en yiiksek yayilma seviyesine
bakimindan DGC’nin tipik kullanimina goére belirlenmelidir. Belirlenen c¢alisma
modu ve sartlarin se¢ilmesinin nedeni deney raporunda belirtilmelidir. DGC,
kullanilmak tizere tasarlandig1 (mekanik veya elektriksel) tipik yiik sartlar1 ve beyan
(anma) calisma gerilimi araliginda g¢aligtirilmalidir. Miimkiin oldugu durumlarda
gercek yiikler kullanilmalidir. Bir simiilator kullanilirsa, bu simulator fonksiyonel

ozellikleri ve belirtilen radyo frekansi bakimindan gergek yiikii temsil etmelidir.

Deney programlar1 veya cihazi denemek igin kullanilan diger yollar, bir sistemin
cesitli pargalarinin o tiim sistem bozulmalarinin algilanmasina imkén saglayan bir
bigimde calistirilmasimi saglamalidir. Ornegin, bir bilgisayar sisteminde bant ve disk
stiriiciileri oku-yaz-sil islem sirasina tabi tutulmali ve belleklerin cesitli kisimlari
adreslenmelidir. Tiim mekanik aktiviteler gerceklestirilmeli ve goriintii birimleri

calistirilmalidir [2].

2.1.1.4. Isiyan Bozulma i¢in Ol¢me Metodu

Olgmeler, 30 MHz ila 1000 MHZ frekans araliginda, bir sézde-tepe dlgme alicist
kullanilarak yapilmalidir. Deney siiresini azaltmak i¢in, s6zde-tepe alicist yarine bir
tepe 6lgme alicist kullanilabilir. Uyusmazlik durumunda, sézde-tepe 6lgme alicisi ile

yapilan 6l¢gme Oncelik alir.

Cihazlarin Diizeni

DGC uygun olarak ayarlanmali, ¢alistirilmali ve masa iistiine yerlestirilen cihazlarin,
zemine yerlestirilen cihazlar ve masa iistiine ve zemine yerlestirilen kisimlarin bir
arada oldugu cihazlar Sekil 10, Sekil 11 ve Sekil 12’ye uygun olarak kurulmalidir.

Sekil 13 ve Sekil 14 zemine yerlestirilen cihazlar i¢in yukaridan baglanan kablolar
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kullanilan diizenekleri gostermektedir. Masa iizerine yerlestirilmek {izere tasarlanmis
DGC’ler iist yiizeyi yatay metal referans diizleminden 0,8 m yukarida bulunan ve
metal olmayan bir masa iizerine yerlestirilmelidir..Deney sahasinin disindaki bir
baglanti icin DGC’den ¢ikan biitiin kablolar (6rnegin, sebeke kablolari, telefon
hatlari, deney sahasinin diginda bulunan yardimci cihazlara baglantilar) kablonun
zemine (Sekil 10) ulastigi yerdeki noktada zemin iizerine yerlestirilmis ferrit
kiskaglarla tutturulmus olmalidir. Benzer diisiik Q ortak mod empedans ve ayristirma
Ozelliklerini saglamak amaciyla ferrit kiskaglar yerine ferrit tiipler de kullanilabilir.
Ferrit kiskaglar1 veya ferrit tiipleri yerlestirme kaybi, CISPR 16-1’e gore 50 Q’luk bir
sistemde Olciiliirse 30 MHz ila 1000 MHz frekans aralifinda 15 dB’den biiyiik
olmalidir. Zemin iizerine yerlestirilmek iizere tasarlanmis DGC’ler dogrudan yatay
metal toprak diizlemi ilizerine yerlestirilmeli, temas noktalari normal kullanima
uygun olmali, ancak toprak diizlemi ile metalik temastan 12 mm’e kadar bir kalinliga
sahip yalittim ayrilmalidir. Hem masa {istine hem de zemine yerlestirilerek
calistirilabilmek i¢in tasarlanan donanim masa-iistii konfiglirasyon kullanildiginda
tipik kurulum zemine yerlestirilmis kurulum olmadik¢a sadece masa-iistii durum i¢in
deneye tabi tutulmalidir. Duvara monte edilerek calistirilmak {izere tasarimlanan bir
cihaz masa istiine yerlestirilen bir cihaz gibi deneyden gegirilmelidir. Cihazin

yerlesimi (yon bakimindan) normalde calistirildigi bigimle tutarli olmalidir [2].

Kullanici Kurulum Deneyi

Bazi durumlarda A smifi BTClerin cihazin kullanici tarafindan kuruldugu yerde
Ol¢iilmesi gerekli olabilir. Bu olgmeler tercihen kullaniciya ait mekanin sinirinda
yapilmalidir; bdyle bir sinirin uzakligt DGC’den 10 m’den az ise dlgmeler DGC’den

10 m uzakta yapilmalidir.

Kurulum sahasi karakteristikleri 6l¢meyi etkileyecegi i¢in bu sekildeki uygunluk
dogrulamas1 kurulum sahasina ozeldir. Tip deneyi yapilmis ve uygunlugu tescil
edilen ilave bir BTC, sahanin uygunluk statiisiinii gegersiz hale getirmeksizin kurulu
sisteme 1lave edilebilir. Bu 6lgme metodu fiziksel olarak ¢ok biiyiik BTC’lerin (baz1

merkezi telekomiinikasyon cihazlari gibi)’lerin uygunluk dogrulamas: i¢in uygun
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olmayabilir. Bu tiir cihazlar i¢in 6lgme metotlar1 ve sinir degerler inceleme

asamasindadir.
Dig gap (DC) = 2R
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Sekil 2.1. Deney sahasi [2].
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Sekil 2.2. En kiigiik alternatif 6lgme sahasi [2].
Sekilde goriilen smirla g¢evrilmis saha iizerindeki hacimde yansitict bir engel

bulunmamalidir ve bu saha en yiiksek antenden ya da deneyden gegirilen en yiiksek

cithazdan 3 m veya daha da yukarida olan bir diizlem ile tarif edilmelidir.
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Sekil 2.3. Metal toprak diizleminin en kiigiik boyutu [2].

D = d+2m burada “d” en biiyiik deney iinitesinin boyutudur.
W = a+2m burada “a” en biiyiik anten boyutudur.
L =3 mveya 10 m’dir.

Masanmin arka
| kenarina

| hizalanacak :
| DGC kenan | 4
|
| -
| ya ||| Toprak
i — ) diizlemine
| uzaklik
| 7 80 cm
' |
|
| ]
|
: 3b)
|
| [ |1 En az
| 40 cm |
| SSA f | | sgA

! < : Digey referans 3c) \ e ’
L Yatay toprak diizlemine uzakhk Yatay toprak 7
| diizlemine bagh 40 cm'dir diizlemine bagh : o

Sekil 2.4. Masa tistiine yerlestirilen cihazlar i¢in deney diizenegi (iletilen bozulma
olgmesi) [2].

1. Yatay metal toprak diizlemine 40 cm’den daha yakin olarak asili duran kablolar
uygun bir uzunluga kisaltilamiyorsa uzun kisim 30 c¢m ila 40 cm uzunlugunda
bir demet olusturacak sekilde ileri geri katlanmalidir.

2. Uzunlugu fazla olan sebeke kablosu merkezde katlanmali veya uygun uzunluga

kisaltilmalidir.
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3. DGC bir SSA’ya baglanir. Alternatif olarak biitiin SSA’lar ve EKA’lar bir
diisey referans diizlemine veya metal duvara baglanabilirler. Bir sistemin diger
biitiin iiniteleri ikinci bir SSA’dan beslenir. Coklu sebeke kablolar1 i¢in ¢ok
cikish bir priz kullanilabilir. SSA ve EKA, DGC’den 80 cm, diger birimler ve
diger metal diizlemlerden en az 80 cm uzakta olmalidir. Sebeke kablolar1 ve
sinyal kablolar1 diisey referans diizleminden 40 cm otede miimkiin oldugu
kadar kendi uzunluklar1 boyunca konumlandirilmalidir.

4, Klavye, fare (mouse) gibi elle kullanilan cihazlarin kablolar1 normal kulla-
nimdaki gibi yerlestirilmelidir.

5. Cevre birimleri birbirlerinden ve denetleyici birimden 10 cm uzakliga yerlestir-
melidir ancak monitér dogrudan denetleyici birimin iizerine, bu yerlesim kabul
edilebilir bir kurulum uygulamasi oldugu siirece yerlestirilmelidir.

6. Harici baglant1 i¢in tasarlanmig giris ¢ikis sinyal kablosu.

7. Gerektiginde BC’ye bagli olmayan giris ¢ikis sinyal kablolarinin ucu dogru
sonlandirma empedansi kullanilarak sonlandirilabilir.

8. Akim probu kullanilirsa EKA’dan 0.1 m uzaga yerlestirilmelidir.

I
|
I . |
| 10 em Iletken olmayan masa |
| I
| |
| A [ [}
| | {
| Masanin arka I |
: kenarina I
| hizalanacak l
| DGC kenari | |
& | Yere
~No—-_1 | uzaklik
8 | 80em
] |
| |
| |
[—
SSA 2 S5A
F
-~ Tﬁ 3
3a) <
b Pl Enaz L 3b)
-~ 40 cm |
Diigey referans | | i
T~ giizlemine bagh 3c)
Diigey referans diizlemi Diigey referans Diigey referans P
diizlemine olan diizlemine bagh A
L " uzakhk20em L7

Sekil 2.5. Masa iistiine yerlestirilen cihazlar i¢in alternatif deney diizenegi (iletilen
bozulma 6lgmesi) [2].
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1. Yatay metal toprak diizlemine 40 cm’den daha yakin olarak asili duran kablolar
uygun bir uzunluga kisaltilamiyorsa uzun kisim 30 cm ila 40 cm uzunlugunda
bir demet olusturacak sekilde ileri geri katlanmalidir.

2. Uzunlugu fazla olan giic kablosu merkezde katlanmali veya uygun uzunluga
kisaltilmalidir.

3. DGC bir SSA’ya baglanir. Alternatif olarak biitiin SSA’lar ve EKA’lar bir
diisey referans diizlemine veya metal duvara baglanabilirler. Bir sistemin diger
biitiin iiniteleri ikinci bir SSA’dan beslenir. Coklu sebeke kablolar1 i¢in ¢ok
¢ikislt bir priz kullanilabilir. SSA ve EKA, DGC’den 80 cm, diger birimler ve
diger metal diizlemlerden en az 80 cm uzakta olmalidir. Sebeke kablolar1 ve
sinyal kablolar1 diisey referans diizleminden 40 cm Otede miimkiin oldugu
kadar kendi uzunluklar1 boyunca konumlandirilmalidir.

4. Klavye, fare (mouse) gibi elle kullanilan cihazlarin kablolar1 normal
kullanimdaki gibi yerlestirilmelidir.

5. Cevre birimleri birbirlerinden ve denetleyici birimden 10 cm wuzakliga
yerlestirmelidir ancak monitér dogrudan denetleyici birimin {izerine, bu
yerlesim kabul edilebilir bir kurulum uygulamast oldugu siirece
yerlestirilmelidir.

6. Harici baglant1 i¢in tasarlanmis giris ¢ikis sinyal kablosu.

7. Gerektiginde BC’ye bagli olmayan giris ¢ikis sinyal kablolarinin ucu dogru
sonlandirma empedansi kullanilarak sonlandirilabilir.

8. Akim probu kullanilirsa EKA’dan 0.1 m uzaga yerlestirilmelidir.
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Sekil 2.6. Masa {istiine yerlestirilen cihazlar i¢in alternatif deney diizenegi (iletilen
bozulma Slgmesi) — Kusbakisi goriiniim [2].

lletken olmayan masa

- \
\

Masanin arka
kenarina hizalanacak
DGC kenarn

o’

Toprak
diizlemine
uzaklik

40 cm

Yatay toprak diizlemine bagh

Yatay toprak
diizlemine bagh

Sekil 2.7. Masa iistline yerlestirilen cihazlar igin alternatif deney diizenegi (Isimanin
oldugu deney sahasinda iletilen bozulma 6lgme)

1. Yatay metal toprak diizlemine 40 cm’den daha yakin olarak asili duran kablolar
uygun bir uzunluga kisaltilamiyorsa uzun kisim 30 cm ila 40 cm uzunlugunda

bir demet olusturacak sekilde ileri geri katlanmalidir.

18



. Uzunlugu fazla olan sebeke kablosu merkezde katlanmali veya uygun uzunluga
kisaltilmalidir.

. DGC bir SSA’ya baglanir. Alternatif olarak biitiin SSA’lar ve EKA’lar bir
diisey referans diizlemine veya metal duvara baglanabilirler. Bir sistemin diger
biitiin {initeleri ikinci bir SSA’dan beslenir. Coklu sebeke kablolart i¢in ¢ok
¢ikislt bir priz kullanilabilir. SSA ve EKA, DGC’den 80 cm, diger birimler ve
diger metal diizlemlerden en az 80 cm uzakta olmalidir. Sebeke kablolar1 ve
sinyal kablolar1 diisey referans diizleminden 40 cm o6tede miimkiin oldugu
kadar kendi uzunluklar1 boyunca konumlandirilmalidir.

. Klavye, fare (mouse) gibi elle kullanilan cihazlarin kablolar1 normal kullanim-
daki gibi yerlestirilmelidir.

. Cevre birimleri birbirlerinden ve denetleyici birimden 10 cm uzakliga yerlestir-
melidir ancak monitér dogrudan denetleyici birimin iizerine, bu yerlesim kabul
edilebilir bir kurulum uygulamasi oldugu siirece yerlestirilmelidir.

. Harici baglant1 i¢in tasarlanmis giris ¢ikis sinyal kablosu.

. Gerektiginde BC’ye bagli olmayan giris ¢ikis sinyal kablolarinin ucu dogru
sonlandirma empedansi kullanilarak sonlandirilabilir.

. Akim probu kullanilirsa EKA’dan 0.1 m uzaga yerlestirilmelidir.

19
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Yatay toprak diizlemine bagh

Sekil 2.8. Zemine vyerlestirilen cihazlar i¢in deney diizenegi (iletilen bozulma
6lgmesi) [2].

1. Yatay metal toprak diizlemine 40 cm’den daha yakin olarak asili duran kablolar
uygun bir uzunluga kisaltilamiyorsa uzun kisim 30 c¢m ila 40 cm uzunlugunda
bir demet olusturacak sekilde ileri geri katlanmalidir.

2. Uzunlugu fazla olan sebeke kablosu merkezde katlanmali veya uygun uzunluga
kisaltilmalidir.

3. Dogru ¢aligma icin gerekli oldugunda bir ¢evre birimine bagli olmayan giris
cikis sinyal kablolarinin ucu dogru sonlandirma empedansi kullanilarak
sonlandirilabilir.

4. DGC ve kablolar yatay metal toprak diizleminden yalitilmalidir (12 mm’ye
kadar).

5. DGC bir SSA’ya baglanir. SSA yatay metal toprak diizleminin iistiine ya da
hemen asagisina konulabilir.

6. Diger biitiin cihazlar ikinci SSA’dan veya ilave SSA’lardan beslenir.

7. Akim probu, kullanilirsa, EKA’dan (veya onu temsil eden sonlandirmadan) 0.1

m Gteye yerlestirilmelidir.
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Sekil 2.9. Zemin iizerine ve masa iistiine yerlestirilen cihaz deney diizenegi (iletilen

bozulma 6lgmesi) [2].

. Yatay metal toprak diizlemine 40 cm’den daha yakin olarak asili duran kablolar

uygun bir uzunluga kisaltilamiyorsa uzun kisim 30 cm ila 40 cm uzunlugunda

bir demet olusturacak sekilde ileri geri katlanmalidir.

. Uzunlugu fazla olan sebeke kablosu merkezde katlanmali veya uygun uzunluga

kisaltilmalidir.

. DGC bir SSA’ya baglanir. Alternatif olarak, SSA diisey referans diizlemine

baglanabilir.

. Diger biitiin cihazlar ikinci SSA’dan veya ilave SSA’lardan beslenir.

. SSA, DGC’den 80 cm, diger birimler ve diger metal diizlemlerden en az 80 cm

uzakta olmalidir.

. DGC ve kablolar yatay metal toprak diizleminden yalitilmalidir.

. Klavye, fare (mouse) gibi elle kullanilan cihazlarin kablolar1 normal kullanim-

daki gibi yerlestirilmelidir.

. Zemin lzerine yerlestirilen cihazlara giris ¢ikis kablosu toprak diizlemine

uzatilir ve fazlalik katlanir. Toprak diizlemine ulagmayan kablolar baglayicinin

yiiksekligine veya 40 cm’ye (hangisi daha diistikse) kadar indirilir.

. Masa fizerine yerlestirilen cihazlar icin i¢in her iki deney diizenegi de

kullanilabilir.
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Sekil 2.10. Masa iistiine yerlestirilen cihaz deney diizenegi [2].

1. Yatay metal toprak diizlemine 40 santimetreden daha yakin olarak asili duran
kablolar uygun bir uzunluga kisaltilamiyorsa uzun kisim 30 cm ila 40 cm
uzunlugunda bir demet olusturacak sekilde ileri geri katlanmalidir.

2. Dogru c¢alisma icin gerekli oldugunda bir ¢evre birimine bagli olmayan giris
cikis sinyal kablolarinin ucu dogru sonlandirma empedansi kullanilarak
sonlandirilabilir.

3. Sebeke baglant1 kutusu / kutular1 metal toprak diizlemle ayn1 hizada olmali ve
metal toprak diizleme dogrudan baglanmalidir.

4. Klavye, fare (mouse) gibi elle ¢alistirilan cihazlarin kablolar1 normal kullanim-
daki gibi yerlestirilmelidir.

5. Cevre birimleri birbirlerinden ve denetleyici birimden 10 cm uzakliga yerlestir-
melidir ancak monitdr dogrudan denetleyici birimin {izerine, bu yerlesim kabul
edilebilir bir kurulum uygulamasi oldugu stirece, yerlestirilmelidir.

6. Sebeke kablolari, telefon hatlari veya deney sahasi disina yerlestirilmis

yardimct cihazlara yapilmis diger baglantilar i¢in kullanilan kablolar zemine
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serilmeli, bu kablolara kablolarin zemine ulastifi noktada zemin iizerine
yerlestirilmis ferrit kiskaglar1 veya ferrit tiipleri takilmali ve sonrasinda
dondiiriilebilen masadan ayrildigr yerlere dogru yonlendirilmelidir. Sebeke
mahfazasina baglanti i¢in uzatma kablosu kullanilmamalidir.

7. Benzer karakteristiklere sahip ferrit kiskaglari veya ferrit tiipleri, her bir kiskag

basina tek kablo olmalidir.

e

__| . Tipik aralik kullaniimalidir

W
occ |
| | |
ﬁ B ) o e

Sekil 2.11. Zemin iizerine yerlestirilen cihazlar deney diizenegi (Istyan bozulma
olgmesi) [2].

1. Kablolar uygun bir uzunluga kisaltilamiyorsa uzun kistm 30 cm ila 40 cm
uzunlugunda bir demet olusturacak sekilde ileri geri katlanmalidir. Kabloyu bu
bicimde katlamak miimkiin degilse bu kablolar kivrik bicimde

dizenlenmelidir.

2. Uzunlugu fazla olan sebeke kablosu merkezde katlanmali veya uygun uzunluga

kasaltilmalidir.
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3. Dogru calisma i¢in gerekli oldugunda bir ¢evre birimine bagli olmayan giris
¢ikis sinyal kablolarinin ucu dogru sonlandirma empedanst kullanilarak
sonlandirilabilir.

4. DGC ve kablolar yatay metal toprak diizleminden yalitilmalidir.

5. Sebeke baglant1 kutusu / kutulart metal toprak diizlemle ayni hizada olmali ve

metal toprak diizleme dogrudan baglanmalidir.

Tipik aralik

-
| -

o DGC ﬂ |

Sekil 2.12. Zemin iizerine ve masa lstiine yerlestirilen cihazlar deney diizenegi
(Istyan bozulma 6lgmesi) [2].

1. Yatay metal toprak diizlemine 40 santimetreden daha yakin olarak asili duran
kablolar uygun bir uzunluga kisaltilamiyorsa uzun kisim 30 cm ild 40 cm
uzunlugunda bir demet olusturacak sekilde ileri geri katlanmalidir.

2. Dogru c¢alisma icin gerekli oldugunda bir ¢evre birimine bagli olmayan giris
cikis sinyal kablolarinin ucu dogru sonlandirma empedansi kullanilarak
sonlandirilabilir.

3. Sebeke baglant1 kutusu / kutular1 metal toprak diizlemle ayn1 hizada olmali ve
metal toprak diizleme dogrudan baglanmalidir.

4. DGC ve kablolar yatay metal toprak diizleminden yalitilmalidir.

5. Klavye, fare (mouse) gibi elle ¢alistirilan cihazlarin kablolari normal kullanim-

daki gibi yerlestirilmelidir.
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6. Zemin {izerine yerlestirilen birime giris ¢ikis kablosu toprak diizlemine serilir
ve bu kablonun uzunlugu fazla olan kismi katlanir. Toprak diizlemine
ulagmayan kablolar baglayicinin yiiksekligine veya 40 cm’ye (hangi yiikseklik
daha azsa) diistirtiliir.

7. Sebeke kablolart zemine serilmelidir. Sebeke mahfazasina baglanti i¢in uzatma

kablosu kullanilmamalidir.
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Sekil 2.13. Zemin iizerine yerlestirilen cihazlar deney diizenegi ( Yukaridan baglanan
kablolar, yandan goriiniim) [2].

1. Deneyden gecirilen sistem icin tipik durum oldugunda sadece bir diisey kilavuz
kullanilabilir.

2. Uzunlugu fazla olan sebeke kablosu merkezde katlanmali veya uygun uzunluga
kisaltilmalidir.

3. DGC ve kablolar toprak diizleminden yalitilmalidir. Kullanim kilavuzunda
belirtildigi durumlarda DGC kurulumu igin bir yonerge (code of practice) varsa

deney diizenegi, deneyler i¢in bu yonergenin kullanilmasina izin vermelidir.
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4. Olgiilen sebeke kablosu bir SSA’ya baglanir. Bir sistemin diger biitiin sebeke
kablolar1 diger SSA’lardan beslenir. Diger sebeke kablolari i¢in ¢oklu priz
kullanilabilir.

5. Iletilen bozulma deneyleri i¢in, SSA’lar toprak diizlemine dogrudan sikica
baglanir. Bu SSA’lar toprak diizleminin {stiine ya da hemen altina
yerlestirilebilir. Istyan bozulma deneyleri i¢in SSA’lar kullaniliyorsa, bunlar
mahfazalar toprak diizlemi ile ayn1 hizadaki olacak sekilde toprak diizleminin

altina kurulmalidir.

6. Ozel bir kurulum uygulamasimin bulundugu durumlarda, bu uygulama deney

diizeneginde kullanilmalidir.

/ Kablo kanali

Sekil 2.14. Zemin iizerine yerlestirilen cihazlar ( Yukaridan baglanan kablolar,
kusbakig1 goriiniim) [2].

1. Deneyden gecirilen sistem igin tipik durum oldugunda sadece bir diisey kilavuz

kullanilabilir.

2. Uzunlugu fazla olan sebeke kablosu merkezde katlanmali veya uygun uzunluga

kisaltilmalidir.
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3. DGC ve kablolar toprak diizleminden yalitilmalidir. Kullanim kilavuzunda
belirtildigi durumlarda DGC kurulumu i¢in bir yonerge (code of practice) varsa
deney diizenegi, deneyler i¢in bu yonergenin kullanilmasina izin vermelidir.

4. Olgiilen sebeke kablosu bir SSA’ya baglanir. Bir sistemin diger biitiin sebeke
kablolar1 diger SSA’lardan beslenir. Diger sebeke kablolari i¢in ¢oklu priz
kullanilabilir.

5. iletilen bozulma deneyleri i¢in, SSA’lar toprak diizlemine dogrudan sikica
baglanir. Bu SSA’lar toprak diizleminin {istline ya da hemen altina
yerlestirilebilir. Istyan bozulma deneyleri i¢in SSA’lar kullaniliyorsa, bunlar
mahfazalari toprak diizlemi ile ayn1 hizadaki olacak sekilde toprak diizleminin
altina kurulmalidir.

6. Ozel bir kurulum uygulamasmin bulundugu durumlarda, bu uygulama deney

diizeneginde kullanilmalidir.

2.2. ELEKTROMANYETIK PARAZITE BAGISIKLIK (IMMUNITY)

Bu standard, bilgi teknolojisi cihazlarinin elektromanyetik bagisikligi igin tek tip
ozellikleri belirtir. Deney metotlari, atif yapilan temel elektromanyetik uyumluluk
(EMU) standardlarinda verilmistir. Bu standard, uygulanabilir deneyleri, deney
seviyelerini, liriin igletim sartlarin1 ve degerlendirme kriterlerini belirtir.

Bu standard, CISPR 22 standardinda belirtilen bilgi teknolojisi cihazina (BTC)
uygulanir. Telekomiinikasyon ag donanimi i¢in bagisiklik 6zelliklerini kapsayan,
ETSI tarafindan hazirlanan harmonize standardlar bu standarda gore Oncelige
sahiptir. Islemler BTC &lgmeleri i¢in tanimlanmis ve sinir degerleri, 0 Hz ile 400

GHz frekans araligindaki BTC’ler igin gelistirilmis ve tanimlanmistir [4].

Bu standardin amaci, donanimi bulundugu ortamda amaglandigi sekilde galistirmak
tizere 0z bagisiklifin uygun bir seviyesini saglayacak Ozellikleri belirlemektir.
Istisnai gevre sartlar icin 6zel olarak hafifletilmis dlgmeler gerekebilir. Performans
degerlendirme ve deneyden gecirme bilgileri 1s18inda, baz1 deneyler, belirli frekans
bandlarinda veya secilmis frekanslarda yapilir. Bu frekanslarda 6zellikleri saglayan
donanimin, elektromanyetik hususlar agisindan 0 Hz ile 400 GHz arasindaki tiim

frekans araliginda 6zellikleri sagladig: kabul edilir.
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Bu standardin amaci, elektrostatik bosalmay1 da kapsayan siirekli ve gegici, iletilen
ve yayilan bozulmalara iliskin kapsamda ifade edilen cihaza ait bagisiklik deney

Ozelliklerini belirlemektir [5].

2.2.1.Bilgi Teknolojisi Cihazlar1 Bagisiklik Karakteristikleri, Olcme Metotlar

ve Smirlar:

2.2.1.1. Bagisiklik Deney Ozellikleri

Bagisiklik deney ozellikleri, cihazda porttan porta esasinda verilir. Deneyler, iyi
tanimlanmis ve yeniden iiretilebilir sekilde yapilmalidir. Deney sirasi istege baghidir.

Deneyler sirali bir sekilde tek deneyler olarak yapilmalidir.

2.2.1.2. Ozel Kurallar

Elektrostatik Bosalma (ESB)

Statik elektrik bosalmasi, kullanici tanitmaliginda belirtildigi gibi 6rnegin serit ve
kagit rulo degisimi gibi kullanici erisimini kapsayan normal ¢alisma sirasinda temas

edilmesi beklenen DGC’nin sadece yiizeylerine ve temas noktalarina uygulanmalidir.

Elektrostatik bosalma iki yolla uygulanmahdir. Iletken yiizeylere ve baglastirma
diizlemlerine temasla bosalmalarda DGC, dort deney noktasinin (her noktada 50
bosalmanin en kiigligii) en kiigiigiinde, negatif ve pozitif kutuplanmada 100 olmak
tizere, en az 200 bosalmaya birakilmali. Deney noktalarinin biri, yatay baglagtirma
diizleminin 6n kenarmin merkezine en az 50 dolayli bosalmaya (temas) maruz
birakilmalidir. Geriye kalan ii¢ deney noktasi, en azindan 50 dogrudan temasla
bosalmasini almalidir [3]. Dogrudan temas deney noktast mevcut degilse, o zaman en
az 200 dolayli bosalma, dolayli modda uygulanmahidir (diisey iletim diizleminin
kullanimi ig¢in IEC 61000-4-2 standardina bakilmalidir). Deneyler, saniyede bir

bosalmalik en biiyiik tekrarlama oraninda yapilmalidir.
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Elektriksel Gegisler

Deney metodu IEC 61000-4-4 standardinda verilmistir. Buna ragmen, yerinde
Olgmeler i¢in deney diizenegi bilgi teknolojisi cihazlarina uygulanabilir degildir.
Deney metodu, asagidaki degisiklik ve agiklamalar ile birlikte IEC 61000-4-4

standardinda verilenler gibidir:

1. Cihaz birbiri ile ayn1 Portlar ihtiva ederse sadece biri deneyden gecirilmeli,

2. 50 cift telekomiinikasyon kablosu gibi c¢ok iletkenli kablolar, tek bir kablo
olarak deneyden geg¢irilmeli, Bu deney icin, kablolar iletken gruplarina
ayrilmamali ve boliinmemeli,

3. Imalatg1 tarafindan 3 m’den uzun olmayacak sekilde bir veri kablosuna

baglanmasi amaglanan ara yiiz Portlar1 deneyden gecirilmemelidir.

Siirekli Radyo Frekans Bozulmalar:

Yayilim alan deneyi i¢in tercih edilen frekans araligit 80 MHz ila 1000 MHz
arasindadir. Frekans araligi belirtildigi sekilde taranir; buna ragmen,secilen
frekanslarin sinirli sayisinda, daha kapsamli fonksiyonel bir deney gerekli olabilir.
[lave olarak segilen bu frekans deneyinin yiiklenilmesi geregi tiim iiriinlere her yerde
uygulanabilir degildir. Ancak, Ek A’da belirtilen bu o6zelliklere sahip iirlinlere
uygulanabilir (6zel kurallara sahip belli iirlinler). Her frekanstaki oturma stiresi,
DGC’nin muayene edilmesi ve tepki verebilmesi i¢in gerekli silireden daha az
olmamalidir; buna ragmen, oturma siiresi, tarama sirasindaki her frekansta 5 saniye

degerini gegmemelidir [2].
DGC’yi muayene etmek i¢in gerekli siire, bir dongii veya bir programin toplam

stiresi olarak ifade edilmemeli, fakat DGC’nin hatali olmas1 durumunda reaksiyon

stiresi ile ilgili olmaldar.
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Siirekli Yayihm Bozulmalar:

DGC’nin dort kenari sirayla elektromanyetik alana maruz birakilacak sekilde DGC
konumlandirilmalidir. Her konumda DGC’nin performansi arastirilacaktir. DGC’nin
en hassas ylizey tarafinin frekans araligi boyunca (6rnegin, hazirlik deneyleri
yoluyla) bilinmesi durumunda, deneyden gecirme sadece o yiizey ile
sinirlandirilabilir. Anlasmazlik durumunda, dort ylizey iizerinde de deney yapma
oncelik almalidir. DGC, yayilim anteni tarafindan uygun bir sekilde
aydinlatilamayacak kadar biiyiikk ise kismi aydinlatma kullanilmalidir. Kismi

kapsama, asagidaki tekniklerden biri kullanilarak yapilmalidir:

1. Cihazin 6nceki anten 151k genisliginin disinda kalan boéliimlerini kapsamak igin
On ylizey, yayilim anteninden deney mesafesinde (kalibrasyon noktasi ile
yayilim anteni arasindaki eksen ile dik) ayrilmig olarak kalacak sekilde DGC
konumlandirilmal,

2. DGC ayr1 ayr1 modiillerden meydana geldigi yerde, modiiller anten 151k

genisligi icinde ayr1 ayr1 deneyden gecirilmelidir.

Anlagsmazlik durumunda, DGC’nin tam kapsanmasi Oncelik almalidir. Frekans
aralig, belirtilen deney seviye degerinin iki kat1 bir degerde temel frekansin % 4’iinii
geemeyen adim boyu ile artirilarak taranabilir. Anlagsmazlik durumunda, % 1’lik

adimlarla deney oncelik almalidir.

Gii¢c-Frekans Manyetik Alanlar:

DGC, fonksiyonel 6zelliklerini saglayacak sekilde diizenlenmeli ve bobin sisteminin
merkezine (daldirma metodu) yerlestirilmelidir.Cihaz imalatcisi tarafindan saglanan
kablolar kullanilmali veya bunlarin yoklugunda, s6z konusu sinyal ile uygun tipte
alternatif kablolar kullanilmalidir [6]. Fiziksel olarak biiyiik iiriinlerin manyetik alana
tamamen daldirilmalaria gerek yoktur, sadece hassas yiizeylerin (tek hassas parcalar
oldugunda CRT monitorleri gibi) daldirilmast yeterlidir. Bu durumda, (CRT monit6r
bilgi teknolojisi cihazi ile entegre halde oldugu zaman) CRT monitdr veya hassas

cihaz deney i¢in ayrilabilir.
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2.2.1.3. Uriin Dokiimantasyonu

Bu standardda gerekli deneyler i¢in performans kriterini belirlemek iizere imalatginin

kullandig1 standard istek tizerine kullaniciya saglanmalidir.

Cizelge 2.1. Bagisiklik, mahfaza portu [2].

Cevre faktérleri Deney Birimler Temel Aciklamalar | Performans
ozelligi standard kriteri
1.1 | Sebeke frekansh 50 Hz IEC 61000-4-8 | Not 1 A
manyetik alan 1 A/m (k.0.k.) Ek-B
1.2 |Radyo-frekans 80-1000 |MHz IEC 61000-4-3 | Belirtilen A
Elektromanyetik alan |3 Vim(modilesiz, kok) deney
Genlik moddleli 80 % GM (1 kHz) seviyesi
modilasyon
dncesidir.
Not 2
1.3 |Elektrostatik bosalma |4 (temasla | kV IEC 61000-4-2 B
bosalma)
8(havadan | kV
bosalma)
Not 1 -Sadece, CRT monitorleri, hol elemanlari, elektradinamik mikrofonlar, manyetik alan algilayicilari gibi
manyetik alanlara maruz kalan cihaz iceren donanimlara uygulanabilir.
Not 2 -Frekans araligi belirtildigi sekilde taranmalidir. Ancak, Ek A'da belirtildiginde, ilave fonksiyonel bir
deney sinirll sayidaki frekanslarda yapilmaldir. Secilen frekanslar: 80 MHz, 120 MHz, 180 MHz, 230 MHz,
434 MHz, 460 MHz, 800 MHz, 863 MHz ve 900 MHz( % +1).

Cizelge 2.2. Bagisiklik, sinyal portlar1 ve telekomiinikasyon portlari [2].

Cevre faktérleri Deney Birimler Temel standard | Aciklamalar | Performans
dzelligi kriteri
21 Radyo-frekans 0,15-80 MHz IEC 61000-4-6 |Not1, Not3 |A
Sirekli iletilen 3 V (modilesiz kok)
30 % GM (1 kHz)
2.2 | Gerilim yukselmesi 1 kV (tepe) IEC 61000-4-5 |Not2ve Not |B
4
Hattan topraga 1,2/50(8/20) | Tr/Th ps
23 Hizh gecisler 0,5 kV (tepe) |IEC 61000-4-4 | Not 3 B
5/50 Tr/Th ns
5 Tekrarlama
frekansi (kHz)

Not 1 - Frekans araligi belirtildigi sekilde taranir. Ancak, Ek-A’da belirtildiginde, ilave fonksiyonel bir deney
sinirh sayidaki frekanslarda yapilmalidir. llstim deneyi icin secilen frekanslar: 0,2 MHz, 1 MHz, 7,1
MHz, 13,56 MHz, 21 MHz, 27,12 MHz ve 40,68 MHz (% +1)

Not 2 - Imalatci talimatlarina gére sadece harici kablolara dogrudan baglanabilen cikis uclarina
uygulanabilir.

Not 3 - imalatci talimatlarina gére sadece 3 metreden daha biyik uzunlukta bulunan kablolardaki
haberlesmeyi destekleyen kablolara uygulanabilir.

Not4 - DGC zerindeki CDN nedeniyle normal calismanin elde edilemedigi durumda, deney
yapilmamalidir.
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Cizelge 2.3. Bagisiklik, giris d.a. gili¢ portlar1 (bir a.a./d.a. gii¢ geviricisi ile satilan
donanim disinda) [3].

frekansi (kHz)

Cevre faktorleri Deney Birimler Temel standard | Aciklamalar Performans
ozelligi kriteri
3.1 Radyo-frekans 0,15-80 MHz IEC 61000-4-6 |Not 1 A
Surekli iletilen 3 V (modilesiz kok)
80 % GM (1 kHz)
3.2 | Gerilim yukselmesi 1.2/50 (8/20) | Tr/Th us IEC 61000-4-5 |Hattan B
0.5 KV (tepe) topraga
uygulanan
deney
Not 2
3.3 Gegici rejimler 0,5 kV (tepe) IEC 61000-4-4 B
5/50 Tr/Th ns
5 Tekrarlama

Not 1 -Frekans araligi belirtildigi sekilde taranmalidir. Ancak, Ek A'da belirtildiginde, ildve fonksiyonel bir
deney sinirli sayidaki frekanslarda yapiimalidir. iletim deneyi icin secilen frekanslar: 0,2 MHz, 1 MHz, 7,1
MHz, 13,56 MHz, 21 MHz, 27,12 MHz ve 40,68 MHz( % +1).
Not 2 -imalatc talimatlarina gére sadece harici kablolara dogrudan baglanabilen ¢ikis uglarina uygulanabilir.

Cizelge 2.4. Bagisiklik, giris a.a. giic portlart (ayr1 bir a.a./d.a. gii¢ ceviricisi ile
satilan donanim dahil) [3].

Cevre faktorleri Deney Birimler Temel standard | Aciklama Performans
Szelligi kriteri
4.1 Radyo-frekans 0,15-80 MHz IEC 61000-4-6 |Not 1 A
Sarekli iletilen 3 Y
80 (modilesiz kok)
% GM (1 kHz)
4.2 | Gerilim gukurlar =95 % azalma IEC 61000-4-11 | Not 2 B
0,5 periyot
30 % azalma C
25 periyot
4.3 | Gerilim kesintileri >05 % azalma IEC 61000-4-11 | Not 2 C
250 periyot
4.4 | Gerilim yikselmesi 1,2/50 (8/20) | Tr/Th ps IEC 61000-4-5 |Not3 B
1 hattan hata KV (tepe)
2 hattan
topraga kV (tepe)
45 | Gecicirejimler 1,0 kV (tepe) IEC 61000-4-4 B
5/50 Tr/Th ns
5 Tekrarlama
frekansi (kHz)
Not 1 - Frekans aralidi belirtildigi sekilde taranmalidir. Ancak, Ek A'da belirtildidinde, ilave fonksiyonel bir
deney sinirl sayidaki frekanslarda yapilmalidir. lletim deneyi igin secilen frekanslar: 0,2 MHz, 1
MHz, 7,1 MHz, 13,56 MHz, 21 MHz, 27,12 MHz ve 40,68 MHz ( % +1)
Not 2 - Gerilim dalga seklinin O derecelik kesisim noktasinda olusan degisiklikler.
Not 3 - Imalatgl koruma tedbirlerini belirledigi zaman ve bu tedbirlerin alinmasinin pratik olmadigi durumda,
uygulanan deney seviyeleri 0,5 kV ve 1 kV seviyelerine distrilmelidir.
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BOLUM 3

BILiSIM TEKNOLOJiSi CIHAZLARINDA DUSUK VOLTAJ DIREKTIFI

3.1. GENEL KURALLAR

3.1.1. Genel Giivenlik Prensipleri

Tasarimcilarin giivenli bir cihaz tasarlayab (lvdilmeleri igin giivenlik kurallarini
olusturan prensipleri anlamalar1 esastir. Bu prensipler, bu standardda yer alan
ayrintili kurallara bir alternatif degildir, fakat tasarimcilarin bu kurallarin temelini
anlamalarinin temin edilmesi amaclanmistir. Cihazin agik¢a belirtilmeyen yap1
malzemeleri, metotlar ve teknolojiler icerdigi durumlarda, cihazin tasarimi, bu
giivenlik prensiplerinde belirtilenlerden daha diisiik olmayan bir giivenlik seviyesini
saglamalidir. Tasarimcilar cihazin hem normal calisma sartlarint hem de muhtemel
hata sartlarini, nihai hatalarini,tahmin edilebilir hatali kullanimi ve sicaklik,
yiikseklik, hava kirliligi, nem, sebekedeki asir1 gerilimler ve Telekominikasyon
sebekesinde veya kablo dagitim sisteminde meydana gelen gerilim yiikselmeleri gibi
dis etkenleri goz Oniinde bulundurmalidir. Yalitim bosluklar1 boyutlandirilirken
imalat toleranslariin muhtemel etkileri veya imalat, nakliye ve normal kullanimda
olusabilecek titresim, carpma ve elle isleme etkileri dikkate alinmalidir. Hangi
tasarim Olgiitlerinin dikkate alinacaginin belirlenmesinde asagidaki Oncelikler

gozetilmelidir:

1. Miimkiinse tehlikeler bertaraf eden, azaltan veya kullanicilan tehlikelere karst
koruyan tasarim kriterleri belirlenmelidir.

2. Cihazin fonksiyonel 6zelligini zayiflatacagr i¢in yukaridaki durumun pratik
olarak uygulanamadigr durumlarda, kisisel koruyucu cihaz (bu standard
kapsaminda Dbelirtilmeyen) gibi cihazdan bagimsiz koruyucu vasitalarin

kullanimina dikkat ¢ekilmelidir.

33



3. Yukaridaki her iki 6nlemin de pratik olmamasi halinde veya bu 6nlemlere ilave
olarak kalict risklere dair talimatlar ve isaretler belirlenmelidir. Glivenliklerinin
saglanmasi gereken, Kullanicilar (veya Operatorler) ve Servis Personeli olmak

tizere iki tipte insan vardir.

Kullanic1 terimi, Servis Personeli disindaki diger insanlar i¢in kullanilmaktadir.
Koruma 6zellikleri Kullanicilarin tehlikeleri tanimak i¢in egitilmediklerini, fakat
kasti bir sekilde tehlikeli bir durum olusturmayacaklarini varsayar. Sonug olarak, bu
standarddaki ozellikler gorevli Kullanicilar kadar giinliik ziyaretgiler, hizmetgi ve
temizlikgiler i¢in de koruma saglamalidir. Genelde, Kullanicilarin tehlikeli alanlara
giris hakki olmamalidir. Bu tiir alanlar sadece Servis Erisimli Alanlarda veya Erigimi

Sinirlandirilmis Bolgelerde bulunan cihazda bulunmalidir [7].

Kullanicilarin uygun bir sekilde egitildikten sonra Erigimi Sinirlandirilmis Yerlere
girmesine izin verilmelidir. Servis Personelinden muhtemel yaralanmalar1 6nlemek
lizere erisimi sinirlandirilmis bolgelerde bulunan cihaz veya cihazin servis erisim
alanlarinda meydana gelen acik tehlikelerden dolay1 kendilerini ve diger insanlari
egitimlerini ve yeteneklerini kullanmalar1 beklenir. Bununla birlikte, servis personeli
beklenmedik tehlikelere karsi korunmalidir. Bu koruma, 6rnegin, servis i¢in erisebilir
olmasi1 gerekli parcalarin elektrik ve mekanik tehlikelerden uzaklastirilmas: ve
personeli kalici riskler hakkinda uyart amaciyla gerekli talimatlarin ve uyari

levhalarinin saglanmasi ile yapilabilir.

Yaralanma ihtimaline ve derecesine bagli olarak cihaz iizerinde veya cihaz ile
birlikte potansiyel tehlikeler hakkinda bilgi verilmeli veya bu bilgi, servis personeli
icin tedarik edilmelidir. Genelde, kullanicilar yaralanmaya sebep olmasi muhtemel
tehlikelere maruz birakilmamalidir ve kullanicilar icin verilen bilgi, esas olarak
yanlis giic kaynagina baglanma ve sigortalarin dogru olmayan tiplerle degistirilmesi
gibi kot kullanimi ve tehlike yaratilmasi muhtemel durumlart Onlemeyi

amaglamalidir.

Hareketli Cihaz igin, toprak iletkenin ayrismasina sebep olan gii¢ kablosu {izerindeki

fazladan zorlanmadan dolay1 biraz daha fazla elektrik carpma riskinin var olmasi
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beklenir. Elde kullanilan cihaz i¢in risk daha fazladir; gii¢ kablosu tizerindeki aginma
daha fazla muhtemeldir, eger cihaz diisiiriiliir ise daha tehlikeli durumlar meydana
gelebilir. Tasmnabilir cihaz daha fazla riske sahiptir ¢iinkii herhangi bir yonde
tasinabilir ve kullanilabilir; kii¢iik metal bir cisim mahfaza i¢ine girerse, cihaz iginde

dolasabilir ve muhtemel bir tehlike yaratabilir.

3.1.2. Tehlikeler

Bir giivenlik standardinin uygulanmasinin amaci, asagidakilerden dolayr hasar ve

yaralanma riskini azaltmaktir:

1. Elektrik ¢arpmasi,

2. Enerji ile ilgili tehlikeler,
3. Yangin,

4. Ist ile ilgili tehlikeler,

5. Mekanik tehlikeler,

6. Radyasyon,

7. Kimyasal tehlikeler.

3.1.2.1. Elektrik Carpmasi

Elektrik carpmasi insan viicudundan akim ge¢mesinden kaynaklanir. Elektrik
carpmasindan kaynaklanan psikolojik etkiler, akim degerine, siiresine ve akimin
insan viicudunda izledigi yola baghdir. Akim degeri uygulanan gerilime, kaynagin
empedansina ve viicudun empedansina baglidir. Viicut empedansi sirasiyla, temas
alanina, temas alanindaki neme, uygulanan gerilime ve frekansina baghdir. Yaklasik
yarim miliamperlik akimlar insanlarin saghiginda bir reaksiyona ve istem dist
reaksiyondan dolay1 bir yaralanmaya sebep olabilir. Daha yiiksek akimlar yanma, kas
spazmi veya kaybi (ventricular fibrillation) gibi dogrudan etkilere sebep olabilir.
Tepe gerilimi 42,4 V’a kadar olan kararli durum gerilimleri veya 60 V’luk d.a.
gerilimleri kuru sartlarda insan eli biyiikliigli kadar temas alami i¢in genellikle
tehlikeli kabul edilmez. Dokunulmasi veya ellenmesi zorunlu c¢iplak kisimlar,

topraklanmali veya uygun bir sekilde yalitilmalidir [8].
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Baz1 cihazlar telefon veya diger harici sebekelere baglanabilir. Bazi
telekominikasyon Sebekeleri kararli bir DA Gerilim iizerine bindirilmis zil veya
konusma gibi sinyallerle ¢alisir. Telefon sirketlerinin Servis personelinin bu tiir
devreleri ¢iplak elle dokunmalar1 genellikle karsilasilan bir durumdur. Bu ciddi bir
yaralanmaya sebep olmaz, ¢iinkii zil, darbeli (cadenced) c¢almaktadir ve Servis
personelinin temas ettigi c¢iplak iletken alanlart smirhidir. Bununla birlikte,
Kullanicinin erisebildigi parganin temas alani ve parcanin dokunabilirligi daha fazla
siirlandirilmalidir (6rnegin, par¢anin konumu ve sekliyle). Normalde kullanicilar
icin elektrik ¢arpmasina karsi iki farkli seviyede koruma saglanmalidir. Bu yiizden
normal sartlar altinda cihazin ¢alismasi ve tek bir hatadan sonra, ardigik hatalar1 da
icerecek sekilde, elektrik c¢arpmasi tehlikesi yaratmamalidir. Bununla birlikte,
koruyucu topraklama veya ilave yalitim gibi ek koruyucu onlemlerin saglanmasi,
uygun bir sekilde tasarimlanmig temel yaliimdan bir kaginma veya onun yerine

geeme olarak diigtiniilmemelidir.

3.1.2.2. Enerji ile iliskili Tehlikeler

Yiiksek akim kaynaklarinin veya yiliksek kondansatoér devrelerinin yakin kutuplari
arasinda olusan kisa devreden asagida belirtilen tehlikelere/risklere sebep olabilecek

yangin veya yaralanma meydana gelebilir;

1. Yanmalar,
2. Iki elektrot arasinda ark yapma,

3. Is1ile metal erimesinin ortaya ¢ikmasi.

Boyle durumlarda gerilim bakimindan dokunulmasi giivenli olan devreler bile

tehlikeli hale gelebilir.

Riski azaltmak i¢in alinacak onlemler;

1. Ayirma,
2. Zirhlama,

3. Giivenlik kilidinin saglanmasi gibi ornekleri igerir.
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3.1.2.3. Yangin

Yangin riski, yalitm kopmasi, gevsek baglantilar, bilesen arizasi veya asir1 yilk
sebebiyle veya normal c¢alisma sartlar1 altinda olusan asir1 sicakliklardan
kaynaklanabilir. Cihaz ic¢inde ¢ikan yanginlar yangin kaynaginin yakin g¢evresine
yayilmamali ve cihazin etrafina bir hasara sebebiyet vermemelidir.

Riskleri azaltmak i¢in alinacak 6rnek onlemler asagida verilmistir:

1. Asirt akim korumasi saglanmali,

2. Amagclart bakimindan uygun yanabilirlik 6zelliklerine sahip yapt malzemeleri
kullanilmali,

3. Alevlenmeye sebep olabilecek yiiksek sicakliktan kaginmak icin pargalar,
bilesenler ve tiiketim malzemeleri uygun secilmelidir,

4. Kullanilan yanabilir malzemelerin miktar1 azaltilmalidir,

5. Yanabilir malzemeler atesleme kaynaklarindan wuzaklastirilmali veya
zirhlanmalidir,

6. Cihaz iginde yangin yayilmasini smirlamak ig¢in bariyerler veya mahfazalar
kullanilmalidir,

7. Cihazdan yangmin yayilma olasiligin1 azaltacak sekilde mahfazalar i¢in uygun

malzemeler kullanilmalidir.

3.1.2.4. Is: ile iliskili Tehlikeler

Normal c¢aligma sartlar1 altinda yiiksek sicakliklardan dolayr asagidakilerden

kaynaklanan yaralanmalar olabilir:
1. Erisilebilir sicak parcalara temastan kaynakli yanmalar,

2. Yalitimn ve kritik giivenlikli bilesenlerin bozunmasi,

3. Yanabilir sivilarin tutusmasi.
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Riski azaltmak i¢in alinacak dnlemlere 6rnekler:

. Yiiksek sicakliktaki erisebilir pargalara temastan kaginmak ig¢in tedbirler

alinmal,

. Stvilarin yanma noktasinin iizerindeki sicakliklardan kaginilmali,

Sicak parcalara erisimin kacinilmaz oldugu yerlerde Kullanicilar i¢in uyari

isaretleri konulmalidir.

3.1.2.5. Mekanik Tehlikeler

Yaralanmalar:

> W o

Keskin kose ve kenarlardan;

Yaralanmaya sebep olma potansiyeli olan parcalarin hareket etmesinden;
Cihazin dengesizliginden;

Vakumlu katot 1smi1 tiiplerinin ve yiliksek basingli lambalarin patlamasiyla

dagilan parcaciklardan kaynaklanabilir.

Riski azaltmak i¢in alinacak dnlemlere 6rnekler:

o b~ w0 DN e

Kesin kose ve kenarlarin yuvarlatilmasi,

Keskin kose ve kenarlarin ortiilmesi,

Giivenlik ara kilitlerinin kullanilmasi,

Serbest haldeki cihazin yeterince kararli hale getirilmesi,

Ice ve disa patlamaya direngli yiiksek basingli lambalar ve katot 1511 tiiplerin
se¢ilmesi,

Erisimin kagmilmaz oldugu yerlerde KULLANICILAR i¢in uyari igaretlerinin
kullanilmas: [8].

3.1.2.6. Istma (Radyasyon)

Kullanicilarda ve servis personelinde cihazdan ¢esitli sekillerde yayilan i1simadan

kaynaklanan yaralanmalar meydana gelebilir. Isima cesitlerine 6rnek olarak; sonik
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(akustik), radyo frekans, kizil-6tesi, mor-Gtesi ve iyonlastirict radyasyon ve yliksek

siddetli goriiniir ve es fazli 151k (lazer) verilebilir.

Riski azaltmak icin alinacak onlemlere 6rnekler:

1. Potansiyel 1s1ma kaynaklarinin enerji seviyesi siirlandiriimalidir,

2. Isima kaynaklar1 ekranlanmalidir,

3. Giivenlik arakilitleri kullanilmalidir,

4. Istma tehlikesine maruz kalma durumunun kaginilmaz oldugu yerlerde

kullanicilar i¢in uyari isaretleri kullanilmalhdir.

3.1.2.7. Kimyasal Tehlikeler

Bazi kimyasallara temas veya bu kimyasallarin buharmi veya dumanini teneffiis

etmekten kaynaklanan yaralanmalar olabilir.

Riski azaltmak i¢in alinacak dnlemlere 6rnekler:

1. Normal kullanim ve amaglanan calisma sartlarinda teneffiis etme veya temas
ile yaralanmalara sebep olmasi muhtemel tilketim ve yapi malzemelerinin
kullanimindan kagmilmalidir,

2. Sizint1 ve buharlagmaya sebep olabilecek sartlardan sakinilmalidir,

3. Kullanicilara tehlikeler hakkinda uyari amacgh isaretlerin kullanilmasi

saglanmalidir.

3.1.3. Malzemeler ve Bilesenler

Cihazin yapiminda kullanilan malzeme ve bilesenler, cihazin beklenen omrii
boyunca bir tehlike olusturmayacak ve ciddi bir yangin tehlikesinin olusmasina
sebep olmayacak ve giivenilir olarak calismasini saglayacak sekilde secilmeli ve
diizenlenmelidir. Bilesenler, 6zellikleri normal ¢alisma sartlar1 altinda imalatginin
teknik dokiimanlarindaki beyan degerlerinde kalacak ve ariza durumlarinda bir

tehlike olusturmayacak sekilde secgilmelidir [8].
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3.2. KAPSAM

3.2.1.Bu Standardin Kapsamina Giren Cihazlar

Bu standard, Beyan gerilimi 600 V’u asmayan, elektrikli ticari cihazlar ile bunlara
bagli cihazlari da kapsayan, batarya veya sebeke ile beslenen bilgi teknolojisi

cihazlarina uygulanir. Bu standard, ayrica;

1. Giuig¢ kaynagina bakilmaksizin telekominikasyon altyapt cihazi ve teleko-
miinikasyon terminal cihazi olarak kullanimi i¢in tasarimlanmais,

2. Gii¢ kaynagia bakilmaksizin dogrudan bir Kablo dagitim sistemine baglanan
veya bir altyapi cihazi olarak kullanilmasi amaglanan ve bu sekilde
tasarimlanmus,

3. Bir haberlesme iletisim ortami olarak bir AA Sebeke kullanacak sekilde

tasarimlanmus, bilgi teknolojisi cihazlarina da uygulanir [8].

Bu standard, bilgi teknolojisi cihazlartyla birlikte kullanim1 amaglanan bilesen ve alt
sistemlere de uygulanabilir. Bilesen ve alt sistem ile birlikte kullanilan bilgi
teknolojisi cihazinin tamaminin bu standarda uygun olmasi kosuluyla bilesen ve alt

sistemlerin bu standard kurallarinin tamamina uygun olmasi beklenmez.

Bilesen ve alt sistemlerin uymak zorunda olmadigi hususlara 6rnek olarak giic

degerlerinin isaretlemesi ve tehlikeli boliimlere erisim verilebilir.

Bir cihaz, biiyiikk 6l¢ekli havalandirma sistemleri, yangin algilama ve sondiirme
sistemleri gibi tam olarak bu standardin kapsaminda bulunmayan sistemlere sahip
bile olsa cihazin tiim elektronik parcalarina bu standard uygulanabilir. Bazi

uygulamalar i¢in farkl kurallar gerekli olabilir.
Bu standard, Operatorler, cihazla temas edebilecek siradan insanlar i¢in ve 6zellikle

belirtildiginde Servis Personeli i¢in yanma, elektrik ¢arpmasi ve yaralanma risklerini

azaltmaya yonelik giivenlik kurallarini kapsar.
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Bu standard, imalat¢inin tarif ettigi sekilde cihazin montaji, isletimi ve bakimi ile
ilgili olan ara baglant1 birimleri veya bagimsiz birimlerden olusan bir sisteme sahip

cihaz i¢in bazi riskleri azaltmay1 amaclamaktadir.

Cizelge 3.1. Standardin kapsamindaki cihazlara 6rnekler [2].

Genel cihaz tipi Genel tipin 6zel drnekleri

Banka cihazi Otomatik para ¢ekme makinesi (ATM) gibi para
sayma/odeme makinalari

Veri ve yazi isleme makinalan ve yardimci cihaz Veri hazirlama cihaz, veri isleme cihazi, veri

depolama cihazi, kisisel bilgisayarlar, grafik ciziciler,
yazicilar, tarayicilar, yazi isleme cihazlan, gorsel
gosterge birimleri

Veri adi cihazi Kopriiler, veri devresi sonlandirma cihazi, veri ug
cihazi, yonlendirici (router)

Elektrik ve elektronik satis cihazi Nakit kayit makinalar, elektronik tarti dahil satis
noktasi terminalleri (POS)

Elektrik ve elektronik biro makinalar Hesap makinalari, kopya makinalar, dikte cihaz,

dokiman kirpma makinalarn, duplikatarler, siliciler,
mikrografik biro cihazi, motorla calisan dosya ve
kagit kesiciler (deliciler, kesici makinalar,
ayristinicilar), kagit surme makinalari, kalem acma
makinalar, zimba ve daktilolar.

Diger Bilgi Teknolojisi cihaz Fotograf basma cihazi, kamu bilgilendirme
terminalleri, coklu ortam cihazlari

Posta cihazi Mektup isleme makinalari, posta makinalari

Telekominikasyon adi alt-yapi cihazi Faturalama cihazi, coklayicilar, ag besleme cihazi,

ad sonlandirma cihaz|, radyo baz istasyonlar,
tekrarlayicilar, iletim cihazi, telekomiinikasyon
anahtarlama cihazi

Telekomunikasyon terminal cihazi Faks makinalari, anahtarl telefon sistemleri,
modemler, PABX'ler, ¢cagn cihazlan, telefon
cevaplama makinalar, telefon setleri (kablolu ve
telsiz)

Yukaridaki liste tim cihazlari kapsamina almay1 amaglamamaistir, bir cihazin burada

listelenmemesi bu standardin kapsami disinda oldugu anlamina gelmez [8].
Bu standardda ilgili sartlar1 saglayan cihaz, islem kontrol cihazi, otomatik deney
cithaz1 ve bilgi isleme imkanlar1 gerektiren benzer sistemler ile birlikte kullanima

uygun olarak degerlendirilir. Bununla birlikte, bu standard performans veya cihazin

fonksiyonel karakteristikleri ile ilgili kurallar1 kapsamaz.

3.2.2.1l1ave Kurallar

Bu standardda belirtilenlere ek olarak asagida belirtilen cihazlar igin ilave kurallar

gerekebilir:
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1. Ozel ortamlarda (6rnedin, asir1 sicak veya soguk, fazla tozlu, nemli veya
titresimli, yanabilir gazli ve korozyonlu veya patlayici ortam) caligsmasi
amaglanan cihaz,

2. Hastaya fiziksel baglantilarla yapilan tibbi uygulamalar,

3. Araclarda, gemilerde veya ucakta, tropik iilkelerde veya rakimi 2000 m’den
yiiksek yerlerde kullanilmasi amaglanan cihaz,

4. Igerisine su girmesinin muhtemel oldugu yerlerde kullanim igin amaglanan

cihaz.
Bazi iilkelerde ilave kurallarin uygulanacagi gercegi goz oniine alinmalidir.
3.2.3. Bu Standardin Kapsam Disinda Olan Cihazlar
Bu standard, asagida verilen cihazlara uygulanmaz:
1. Klima, yangin algilama veya sondiirme sistemleri gibi destek cihazlar,
2. Motor-jeneratdr setleri, batarya doldurma sistemleri ve transformatorler gibi
cihazin bir biitiinleyici parcast olmayan gii¢ sebeke sistemleri,
3. Bina elektrik tesisati,
4. Elektrik enerjisi ile ¢alismayan cihazlar.
3.3. GENEL KURALLAR
3.3.1. Kurallarin Uygulanmasi
Bu standardda bulunan ayrintili kurallar sadece giivenlik s6z konusu oldugunda
uygulanmalidir. Giivenlik ile ilgili bir durumun olup olmadigini belirlemek amaciyla,

muhtemel ariza sonuclarini hesaba katmak i¢in devreler ve yap1 dikkatli bir sekilde

incelenmelidir.
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3.3.2.Cihaz Tasarimi ve Yapimi

Cihaz biitlin normal kullanim ve muhtemel olagan dis1 kullanim veya tek hata sartlari
altinda, cihazda ortaya ¢ikan yangimin yayilmasina karsi, elektrik carpmasi ve diger
tehlikelerden insanin yaralanma riskini azaltmak i¢cin koruma saglayacak sekilde
tasarimlanmali ve yapilmalidir. Cihazin uygunlugu muayene ile veya ilgili deneylerle

kontrol edilir.

3.3.3. Besleme Gerilimi

Cihaz, baglanmasi amaclanan herhangi bir besleme geriliminde giivenli olacak
sekilde tasarimlanmalidir. Cihazin uygunlugu muayene ile veya bu standardin ilgili
maddesinde belirildigi gibi bir besleme gerilimi kullanilarak, standardin ilgili
deneyleri ile kontrol edilir. Bu madde besleme gerilimini (Madde 1.4.5 ile veya
acikca) saglamaz ise beyan gerilim degeri veya beyan gerilim araligindaki herhangi

bir deger kullanilmalidir.

3.3.4.Bu Standart Kapsam Disindaki Yapilar

Bu standard kapsaminda bulunmayan yapim metotlari, malzemeler veya teknolojiler
iceren cihazlar, bu standardda ortaya konulan giivenlik seviyesinden az olmayan bir
seviye ve burada bulunan giivenlik prensiplerini saglamalidir.

3.3.5.Esdeger Malzemeler

Bu standardin 6zel bir yalittm siifi belirledigi yerde, bir iist smif yalitimin

kullanilmasina izin verilir. Benzer sekilde, bu standardin 6zel bir alevlenebilirlik

siifin1 belirledigi yerde, bir iist sinifin kullanilmasina izin verilir.

3.3.6. Tasima ve Kullanim Sirasinda Yonlendirme

Kullanim sirasinda cihazin yonlendirme kurallart veya deney sonuglarini agikca

etkilemesi s6z konusu oldugunda, kullanilmasina izin verilen biitiin yonlendirmelere
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basvurulmali veya imalat¢1 talimatlarina uyulmalidir. Taginabilir cihazlar i¢in biitiin

tagima ve kullanma yonlendirmeleri dikkate alinmalidir.

3.3.7.Se¢me Kriteri

Bu standardin uygunluk ic¢in farkli kriterlere, farkli deney metotlar1 veya sartlari

arasindan bir se¢ime izin verdigi yerde, segcme kriteri imalatgi tarafindan belirtilir.

3.3.8.1letken Sivilar

Bu standardin elektrik ile ilgili kurallar1 i¢in, iletken sivilar, iletken boliimler olarak

degerlendirilmelidir.

3.4. DENEYLER iCiN GENEL KURALLAR

3.4.1.Deneylerin Uygulanmasi

Bu standardda belirtilen deneyler sadece giivenlik s6z konusu oldugunda
yapilmalidir. Cihazin tasarimi ve yapimi bakimindan, 6zel bir deneyin uygulanabilir
olmadig1 asikar ise deney yapilmaz. Baskaca belirtilmedikge, deneyler sonucunda

cihazin ¢aligir olmasi gerekmez [8].

3.4.2.Deney Numuneleri

Bagkaca belirtmedikce, deneye tabi tutulan numune veya numuneler, Kullanicinin
alacagi cihaz1 temsil etmeli veya kullaniciya gonderilecek cihazin kendisi olmalidir.
Cihazin tamami iizerine yapilacak deneylere alternatif olarak, deneyler, devreler,
bilesenler veya cihaz disinda alt aksamlar {izerinde ayr1 ayr1 yapilabilir. Ancak
cihazin bu sekilde muayenesi ve devre diizenlemeleri, bu tip deneyden gecirme
yontemi ile kurulu cihazin bu standardda belirtilen kurallara uydugu garanti

edilmelidir.
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Bu standardda verilen bir deney tahrip edici ise, degerlendirilecek durumu temsil
eden bir model kullanilmasina izin verilmistir.

Deneyler asagidaki sira ile yapilmalidir:

Bilesen veya malzeme 6n-secimi,
Bilesen veya aksam tezgah deneyleri,
Enerji verilmemis cihaz deneyleri,
Cihaz ¢alisirken yapilan deneyler:
Normal igletim sartlar1 altinda,

Anormal isletim sartlarinda,

N o a k~ wbh e

Tahrip olmaya muhtemel durumlarda.

Deneylerde kullanilan malzeme ve atiklar1 azaltmak bakimindan, birbirine bagl tim

bolimler ayni1 anda deneyden gegirilmelidir [8].

3.4.3.Deneyler icin Isletim Parametreleri

Bu standardda 6zel deney sartlarinin belirtildigi yerler disinda ve deney sonuglarina
onemli bir etkinin agikar oldugu yerlerde, deneyler imalat¢inin isletim kilavuzunda
belirttigi asagidaki degiskenlerin en istenmeyen birlesiminde cihaz calisirken

yapilmalidir:

Besleme gerilimi,

Besleme frekansi,

Isletim sicaklig1,

Cihazin fiziksel yerlesimi ve hareketli boliimlerin konumlari,

Isletim modu,

© o k~ w N oE

Operatdr erisim alanlarinda, termostat, diizenleyici cihaz veya benzer

kontrollerin ayarlamasi. Bu ayarlar iki sekilde yapilir:

1. Bir alet kullanmadan yapilan ayarlama,
2. Operatore Ozel olarak saglanan anahtar veya bir alet kullanarak yapilan

ayarlama.
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3.4.4.Deneyler icin Besleme Gerilimi

Deneyden gegirilen cihaza (DGC) enerji vermek igin en istenmeyen gerilimi

belirlemede asagidakiler dikkate alinmalidir:

. Katli beyan gerilimleri,
Asagida belirtildigi sekilde beyan gerilimi toleranslari,

Beyan gerilimi sinirlari.

A w0

Cihazin sebeke veya esdegerine dogrudan baglanmasi amaglanmigsa, beyan

gerilimine toleranslar asagidaki durumlar haricinde +%6 ve -%10 olarak

alimmalidir:

5. Beyan gerilimi tek fazda 230 V veya ii¢ fazda 400 V ise, tolerans +%10 ve -
%10 olarak alinmalidir,

6. imalatg1 tarafindan daha biiyiik bir tolerans belirtilmisse, bu deger

kullanilmalidir.

AA sebeke kaynagi veya DA sebeke kaynagindan baska motorla siiriilen jenerator
veya kesintisiz gii¢ kaynagr (Madde 1.2.8.1) gibi a.a. sebeke kaynagina es deger
kaynaga cihazin baglanmasi amacglanmig ise beyan gerilimi toleransi imalatci
tarafindan belirtilmelidir. Cihazin DA sebeke kaynagina baglanmasi amaglanmais ise,
tolerans, imalatg1 tarafindan baskaca belirtilmedikge +%20 ve -%15 olarak
alinmalidir. Cihaz sadece d.a. i¢in tasarimlanmis ise yanlis baglama durumunun olasi

etkileri dikkate alinmalidir.

3.4.5. Deneyler icin Besleme Frekansi

DGC’ye enerji saglayan giiclin en istenmeyen frekansini belirlemede, beyan frekans
araligindaki farkli beyan frekanslar1 hesaba katilmalidir (6rnegin 50 Hz ve 60 Hz).

Fakat beyan frekansi iizerine tolerans (6rnegin 50 Hz + 0,5 Hz) normal olarak

gerekmez.
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3.4.6.Elektriksel Ol¢me Aletleri

Elektriksel 6l¢me aletleri Ol¢giilen parametrenin biitlin bilesenlerini (DA, AA sebeke
kaynagi besleme frekansi, yiiksek frekans ve harmonik bileseni) hesaba katarak

dogru 6l¢gme yapmasi i¢in yeterli bant genisligine sahip olmalidir.

K.o.k. deger olgiiliiyorsa, 6lgme cihazinin siniis bi¢imli olmayan dalgalar igin, siniis

bi¢cimli dalgalarda oldugu gibi ger¢ek k.o.k. degerini verdiginden emin olunmalidir.

3.4.7.Normal Isletim Gerilimleri

Calisma gerilimlerinin tayin edilmesinde ve cihazdaki devreleri ELV devreleri,
SELV devreleri, TNV-1 devreleri, TNV-2 devreleri, TNV-3 devreleri, veya tehlikeli
gerilimler devreleri olarak smiflandirmada asagidaki gerilimler g6z Oniine

alinmalidir:

1. Anahtar modlu giic kaynaklarindakilere benzer sekilde tekrarlayici tepe
gerilimleri i¢eren, cihazda tiretilen normal isletim gerilimleri,
2. Telekominikasyon Sebekelerinden alinan telefon sinyallerini kapsayan cihaz

disinda iiretilen normal isletim gerilimleri,

Bu amaglar dogrultusunda, istenmeyen, harici olarak {iiretilen, glic dagitim sisteminin
anahtarlamasi ve 151masi ile tekrar1 olmayan gecici gerilimler (6rnegin, sebeke gegici

gerilimleri ve telekominikasyon sebekesi gegici gerilimleri) dikkate alinmamalidir.

Cihaz disinda {iretilen istenmeyen kararli durum gerilimlerinin etkisi (6rnegin, toprak
potansiyel farkliliklar1 ve elektrikli tren sistemlerince telekominikasyon sebekesi
tizerine indiiklenen gerilimler) kurma pratigi ile veya cihazda bulunan uygun yalitim

ile kontrol edilir. Bu 6nlemler uygulamaya baglidir ve bu standartda incelenmemistir

[8].
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3.4.8. Toprak Geriliminin Olgiilmesi

Bu standardda iletken bir boliim ile toprak arasinda bir gerilim belirtildigi yerde,

asagidaki topraklanan boliimlerin hepsi dikkate alinmistir:

1. Koruyucu topraklama terminali (varsa),
2. Koruyucu topraga baglanmasi zorunlu diger iletken bir boliim,

3. Fonksiyonel nedenlerle cihazda topraklanan herhangi iletken bir boliim.

Diger bir cihaza baglanti yoluyla topraklanacak fakat deneyden gegirilen cihazda
topraklanmamis boliimler, en yiiksek gerilimin elde edildigi noktada topraga
baglanmalidirlar. Cihazin amaglanan bir uygulamasinda devrede topraklanmayacak
bir iletken ile toprak arasinda bir gerilim Olgiiliirken, gerilim Glgen aletin uglar

arasina indiiktif olmayan 5000 Q + %10’luk bir direng¢ baglanmalidir.

Giig kablosunun koruyucu topraklama iletkeninde veya diger harici kablolarda toprak

iletkenindeki gerilim diismesi 6l¢iimlerde dikkate alinmamustir.

3.4.9.DGC’nin Yiikleme Konfigiirasyonu

Diger deney sonuglarinin etkilenebilecegi durumlarda, giris akimini belirlemede,
asagidaki degiskenler dikkate alinmali ve en istenmeyen degerleri vermek iizere

ayarlanmalidirlar:

1. DGC i¢inde veya DGC ile birlikte imalat¢: tarafindan saglanan veya onerilen
istege bagl sartlardan kaynaklanan yiikler,

2. Imalatg1 tarafindan DGC’den giic ¢ekmek igin amaglanan cihazin diger
birimlerinden kaynaklanan yiikler,

3. Cihaz ftizerinde operatdr erisim alanlarindaki herhangi bir standard besleme
cikiglara baglanabilecek yiikler. Bu yiikler belirtilen sinyal degerine kadar
olabilir. Deney esnasinda bu yiikleri benzestirmek i¢in suni yiiklerin

kullanilmasina izin verilir.

48



3.4.10. Telekomiinikasyon Sebekesinden Cekilen Giic
Bu standardin amaglar1 bakimindan, bir telekomiinikasyon sebekesinden ¢ekebilecek

giiciin 15 VA ile sinirlandirildigi kabul edilir.

3.4.11. Sicaklik Ol¢me Sartlar

3.4.11.1.Genel

DGC iizerinde Olgiilen sicakliklar uygun olmalidir. Biitiin sicakliklar Celsius (°C)

cinsindendir. Burada;

T : Ag¢iklanan deney sartlari altinda verilen bir boliimiin 6l¢iilen sicakligi;

Ten biiyiik : Deneye uygunluk i¢in belirtilen en yiiksek sicaklik;

Tortam : Deney esnasinda ortam sicakligi;

Ten biiyiik ortam sicaklig1 : Imalat¢inin teknik tanitmaligma gore izin verilen en

yiiksek ortam sicakligi veya 25 °C, (hangisi bilyiikse o deger) [8].

3.4.11.2.Sicakhga Bagh Cihaz

Isitma veya sogutma miktarinin sicakliga bagl olacak sekilde tasarimlandigi cihazlar
i¢in (Ornegin, cihaz yiiksek sicaklikta daha yiliksek bir hizda donen bir fan igerir),
sicaklik Ol¢limii imalat¢inin belirttigi isletim araligindaki en az istenen ortam
sicakliginda yapilir. Bu durumda:

T, Ten biiylik i asmamalidir.

Her bir bilesen icin T’nin en yiiksek degerini bulmak amaciyla farkli ortam
sicakliklarinda birkag deney yapmak gerekebilir. Farkli bilesenler i¢in Tortam’nin en

az tercih edilen degerleri farkli olabilir.

3.4.11.3.Sicakhga Bagh Olmayan Cihaz

Isitma veya sofutma miktarinin ortam sicaklifina baghh olacak sekilde

tasarimlanmamis cihazlar i¢in, uygun metodun kullanilmasina izin verilir. Alternatif
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olarak, deney, imalat¢inin belirttigi isletim araliginda Tortam’nin herhangi bir
degerinde yapilir. Bu durumda:

T, (Ten biiyiik+ Tortam-Ten biiyiik ortam sicaklig1 ) asmamalidir. Taraflar arasinda
ayr1 bir anlasma yoksa, deney esnasinda Tortam , Ten biiylik ortam sicakligi’mi

asmamalidir.

3.4.11.4. Sicakhk Ol¢cme Metotlar

Ozel bir metot belirtilmedikge, sargilarin sicaklig1 ya 1s1l ¢ift veya direng metodu ile
tayin edilir. Sargilar disindaki boliimlerin sicakligi 1s1l ¢ift metodu ile belirlenmelidir.
Isil dengeyi kayda deger bir sekilde etkilemeyen ve uygunlugu gostermek i¢in yeterli
duyarliliga sahip, uygun herhangi bir sicaklik 6l¢gme metodu da kullanilabilir.
Sicaklik algilayicilarinin konumu ve se¢imi deneye tabi tutulan bolimiin sicakligt

tizerine en az etki edecek sekilde yapilmalidir.

3.4.11.5.Benzestirilmis Hatalar ve Anormal Sartlar

Benzestirilmis hatalar veya anormal sartlarin uygulanmasi gerektiginde, bunlar her
defasinda biri olacak sekilde sirayla uygulanmalidir. Bir benzestirilmis hatanin
dogrudan sonugclar1 olan hatalar veya anormal isletim sartlar1 benzestirilmis hatanin
veya anormal isletim sartinin bir parcast olarak kabul edilir. Benzestirilmis hatalar
veya anormal ¢alisma sartlar uygulanirken, boliimler, kaynaklar, gerecler, tiilketim
malzemeleri, ortam ve kayit malzemeleri deney sonucuna bir etkisinin olmasi
muhtemel ise yerlerinde olmalidir.

Bir tek hataya atif yapildiginda, tek hata herhangi bir yalitimin bir tek arizasindan
veya herhangi bir bilesenin bir tek arizasindan olusur.

Cihaz, devre semalar1 ve bilesen Ozellikleri, makul bir sekilde meydana gelmesi

beklenen hata sartlarini belirlemek i¢in asagida belirtilen hususlarda muayene edilir:
1. Yan iletken cihazlarin ve kondansatorlerin kisa devreleri ve acik devreleri,

2. Kesikli kayip i¢in tasarimlanan direncglerde siirekli kayba sebep olan hatalar,

3. Entegre devrelerinde asir1 kayba sebep olan dahili hatalar,
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4. Birincil devrenin akim tasiyan boliimleri ile asagida belirtilen boliimler ara-
sinda temel yalitimin arizast,

5. Erisilebilir iletken boliimler,

6. Topraklanmis iletken ekranlar,

7. SELV devrelerin boliimleri,

8. Sinirli akim devrelerinin boliimleri.

3.5. ISARETLEME VE TALIMATLAR

3.5.1. Gii¢ Beyani

Cihaz, dogru gerilim, frekans ve yeterli akim tagima kapasitesini gosteren gii¢ beyani
ile igsaretlenmelidir. Bir birimin AA sebeke veya DA sebekeye dogrudan baglanma
imkan1 yoksa, beyan gerilimi, beyan akimi veya beyan frekansi gibi elektriksel beyan
degerleri ile isaretlenmeyebilir. Operator tarafindan kurulmasi amaclanan cihazlarda
isaretleme, operator erisim alaninda, operatdr kapiyr veya kapagi agtiktan sonra
dogrudan goriinebilir olan alan1 da kapsayacak sekilde kolayca goriilebilir olmalidir.
Elle ayarlanabilir gerilim se¢imi operator-erisimli degilse, isaretleme imalat
esnasinda cihazin kurgulandigi beyan gerilimini gostermelidir; bu amag igin gegici
bir isaretlemeye izin verilir. Isaretleme, kiitlesi 18 kg‘dan fazla olan cihazin alt yiizii
hari¢ herhangi bir dis yiizeyine yapilmasima izin verilir. Ilave olarak, sabit cihazda
isaretleme, cihaz normal kullanim i¢in kurulduktan sonra goriilebilir olmalidir. Bir
servis personeli tarafindan kurulmasi amaglanan cihazlarda, ve isaretleme Servis
erisim alaninda ise, kalic1 isaretlemenin yeri kurma talimatlar1 iginde gosterilmeli
veya cihazda {iizerinde kolayca goriilebilir olmalidir. Bu amag¢ i¢in gegici bir

isaretleme yapilabilir [8].
Isaretleme asagidakileri igermelidir:
1. Volt cinsinden beyan gerilimleri veya beyan gerilim araliklart;

2. Gerilim araligi en az ve en fazla beyan gerilim degerleri arasinda bir ¢izgi (-)

ile ayrigtirtlmalidr.
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3. Coklu beyan gerilimleri veya beyan gerilim araliklari verildigi zaman, bunlar

bir kesme (/) isareti ile ayristirilmalidirlar.

Baz1 beyan gerilimi isaretleme 6rnekleri asagida verilmistir:

1. Beyan gerilim araligi: 220-240 V. Bu gerilimi 220 V ila 240 V arasinda olan
AA scbekesine baglanmasi igin tasarimlanan cihaz anlamina gelir.

2. Coklu beyan gerilimi: 120/230/240 V. Bu genellikle dahili ayarlamadan sonra
gerilimi 120 V, 230 V veya 240 V olan AA sebekesine baglanmasi igin

tasarlanan cihaz anlamina gelir.

Cihaz 3-hath gii¢ dagitim sistemin tek bir fazin hem hat iletkenlerine hem de nétr
iletkenine baglanacaksa, isaretleme hattan-notr gerilimi ve hattan-hata gerilimi (/)
isareti ile ayrilarak “3 tel +koruyucu toprak”, “3W+PE” veya benzeri sekilde ilave
bir uyar1 ile vermelidir. Yukaridaki siniflandirma isaretleri ile ilgili baz1 6rnekler

asagida verilmistir:

120/240 V; 3 tel +PE
120/240 V; 3W + (60417-1EC 5019)
100/200 V; 2W+N+PE

Sadece d.a. i¢in gii¢ kaynaginin tipi ile ilgili sembol;

Cihaz d.a. i¢in tasarimlanmadikga, hertz cinsinden beyan frekansi veya beyan frekans
aralhigt mA veya A cinsinden beyan akimi, ¢oklu beyan gerilimli cihazlar igin,
bunlara karsilik gelen beyan akimlari, farkli beyan akimlari (/) isareti ile ayrilarak ve
beyan gerilimi ile ilgili beyan akimi arasinda bir iliski agik¢a goziikecek sekilde
isaretlenmelidir. Beyan gerilim araligi olan bir cihaz, ya en fazla beyan akimi ile
veya akim aralif ile isaretlenmelidir. Bir tek sebeke baglantis1 olan bir grup birimin
beyan akimi i¢in isaretleme, dogrudan AA sebekesine veya DA sebekesine baglanan
birim tlizerinde olmalidir. Bu birim iizerinde isaretlenen beyan akimi ayni1 anda devre

tizerinde olabilecek en fazla toplam akim olmali ve birimden eszamanli gecen ve
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eszamanli igletilebilen gruptaki biitiin birimlerdeki toplam akimlari igermelidir.

Beyan akimi isaretlemesinin bazi 6rnekleri asagida verilmistir.

1. Coklu beyan gerilimli cihazlar igin:
120/240 V;2,4/1,2 A

2. Beyan gerilim aralig1 olan cihaz i¢in:
100-240 V;2,8 A

100-240V;2,8 -14 A

100-120 V;2,8 A

200-240V;14 A

Bazi1 bolgelerde ondalik isareti olarak virgiil (,) yerine nokta (.) isareti kullanilmasi
bir aligkanliktir. Yine imalat¢inin adi veya ticari markasi veya tanitim markasi,
imalat¢inin modeli veya tip referansi, yanlis anlamaya sebep olmayacak ilave

isaretlemelere izin verilir.
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BOLUM 4

BILiSIM TEKNOLOJIiSi CIHAZLARINDA AKUSTIK

4.1. GIRIS

Bilgisayar ve 1is ekipmanlarmin akustik giiriilti emisyonlarina ait bilgilere
kullanicilar, tasarimcilar, imalatcilar ve yetkililer ihtiyag duymaktadir. Bu bilgiler,
farkli trtinlerden gelen giiriiltii emisyonlarinin karsilastirilmasi ve tesisatin akustik
planlamas1 igin gereklidir ve bu bilgiler, isyerinde giirliltiiye maruz kalma

gereksinimleri ile ilgili olarak kullanilabilir.

Ekipman giiriiltii emisyon degerlerinin faydali olmasi icin asagidaki amagclar

dogrultusunda tek bigimli 6zgiin yontemler gereklidir:

1. Giiriiltii emisyon degerlerinin dl¢iilmesi
2. Beyan edilecek giiriiltii emisyon degerinin belirlenmesi
3. Beyan olunan giiriiltii emisyon degerlerinin sunulmasi

4. Beyan olunan giiriiltii emisyon degerlerinin dogrulanmasi

Beyan olunan giiriiltii emisyon degerlerinin sunulmasina yonelik, 6neme sahip
baslica husus ses giicii seviyelerini (LWA) beyan etmektir. Ancak, kullanicilarin yine
de ses basing seviyeleri (LpA) hakkinda bilgi istediklerinin farkinda olunmasi
gereklidir. Bu sebeple, bu Uluslararas: Standart, her iki miktarin da beyan edilmesi
gerektigini belirtir. Bu Uluslararas: Standart, ses giicii seviyelerinin desibel (referans:
1 pW) cinsinden ve ses basing seviyelerinin ise desibel (referans: 20 pPa) cinsinden
sunulmasi arasindaki her hangi bir yanlis anlagilmay1 6nlemek icin, ses giicii seviye
emisyon degerlerini “bel” ve ses basing seviye emisyon degerlerini ise “desibel”

cinsinden ifade etmektedir.
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4.2. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI

Bu Uluslararas1 Standart bilgisayar ve is ekipmanlara uygulanir. Bu Uluslararasi

Standart, asagidaki hususlar1 belirtir:

1. Beyan olunan giiriiltii emisyon degerlerinin belirlenmesi yontemi,

2. Imalatc1 tarafindan kullanicilara saglanan teknik dokiimanlarda verilecek olan
akustik ve tiriin bilgileri;

3. Imalatcilar tarafindan verilen beyan olunan giiriiltii emisyon degerlerinin

dogrulanmasina yonelik yontem.

Beyan olunan temel giiriiltii emisyon degerleri, beyan olunan Agirlikli Ortalama Ses
Giicii Seviyesi (LWAd) ve operatdr ve seyreden kisi konumlarinda beyan olunan

Agirlikli Ortalama Ses Basing Seviyesidir (LpAmM) (ortalama bir deger).

Beyan olunan Agirlikli Ortalama ses giicii seviyesi (LWAd), farkls iiriinler arasindaki
giiriiltii emisyonlarinin karsilastirilmasina izin verir ve tesisat veya isyerinde

giiriiltiiye maruz kalma seviyelerinin tahminlerine imkan saglar.

Bir veya daha fazla ses kaynaklarindan ileri gelen maruz kalma seviyelerinin
hesaplanmasinda en faydali miktar, genellikle bireysel kaynagin (kaynaklarin) beyan
olunan Agirlikli Ortalama ses giicii seviyesi olmasina ragmen, beyan olunan Agirlikli
Ortalama ses basing seviyesi (LPAmM), izole haldeki (yalniz basina kullanilan) bir
ekipman pargasimnin yakin cevresindeki maruz kalma seviyesini hesaplamak i¢in

kullanilabilir.

Ses giicii seviyeleri ve ses basing seviyeleri arasindaki karisikligr onlemek igin,
Agirlikli Ortalama ses giicii seviyesi “bel” cinsinden ve Agirlikli Ortalama ses basing
seviyesi ise “desibel” cinsinden beyan olunur. Eger beyan olunan agirlikli ses giicii
seviyesi (Lwag), tesisat giiriiltii seviyelerinin belirlenmesi i¢in kullanilacak “bel (B)”
cinsinden ise veya bilgisayar ve is ekipmanlari haricindeki makineler i¢in beyan

olunan Agirlikli Ortalama ses giicii seviyeleri karsilastirma amaciyla “desibel (dB)”
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cinsinden ise, “bel” cinsinden Lyag degeri, “desibel” cinsinden elde etmek igin 1B =

10dB 6zdesligini kullanmak suretiyle on ile carpilir.

4.3. TANIMLAR

Tanimlar ii¢ kategoride gruplandirilmistir. Genel tanimlar, akustik tanimlar ve

istatistiki tanimlar.

4.3.1. Genel Tanimlar

4.3.1.1. Bilgisayar ve Is Ekipmanlar1

Esas itibariyla bilgisayar tesisatlarinda / kurulumlarinda, ofislerde veya benzer

cevrelerde kullanilan ekipmanlar ve bunlarin bilesenleri.

4.3.1.2. Ekipman Grubu

Belirli bir say1 ile tiretilmig, ayni teknik ozelliklerde imal edilmis ve ayni beyan
olunan giiriiltii emisyon degerleriyle karakterize olan, ayni islevi gerceklestirmesi
i¢in tasarlanmis ¢ok sayida bilgisayar veya is ekipmani {initesi.

4.3.1.3. Bosta Modu

Gerekli 1simnma siiresinden sonra ekipmana enerjinin verildigi fakat ekipmanin

calistirilmadigi bir durum.
4.3.1.4. Calisma Modu
Ekipmanin ISO 7779’da tanimlanan, kendi tasarlanma islevini yerine getirdigi bir

durum. Eger birden fazla calisma durumu uygulanabilir ise, uygulamalarin biiytik

cogunlugu icin tipik olan durum kullanilacaktir.
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4.3.2. Akustik Tanimlar

4.3.2.1. Agirhkh Ortalama Ses Giicii Seviyesi (Lwa)

Desibel cinsinden ekipmanin Agirlikli Ortalama ses giicii seviyesi. Referans ses giicii
1pW seklindedir.

4.3.2.2. Agirhikh Ortalama Ses Basing Seviyesi, (Lpa)

Operatdr konumunda (konumlarinda) veya higbir operatér konumu belirtilmemisse

seyreden kisi konumlarinda ekipmanin Agirlikli Ortalama ses basing seviyesi.

4.3.2.3. Olgiilen Deger

Bireysel bir makine tlizerindeki dl¢limlerden belirlenmis Agirlikli Ortalama ses giicii
seviyesinin (LWA) veya Agirlikli Ortalama ses basing seviyesinin (LpA) degeri.

Olgiilen degerler yuvarlatilmayacaktir.

4.3.2.4. Beyan Olunan Giiriiltii Emisyon Degerleri

Beyan olunan Agirlikli Ortalama ses giicli seviyesinin (LWAd) veya beyan olunan

Agirlikli Ortalama ses basing seviyesinin (LpAM) veya her ikisinin degeri.

4.3.2.5. “Bel” Cinsinden Beyan Olunan Agirhk Ortalama Ses Giicii Seviyesi
(Lwaa)

Bir partideki bireysel bir makine i¢in veya biitlin makineler i¢in beyan olunan
Agirlikli Ortalama ses giicii seviyesi (LWA) degerinin 10°a boliinmesiyle elde edilen
deger. Beyan edilen bu deger, bireysel makinenin Agirlikli Ortalama ses giicii
seviyesinin (LWA) 10’a boliinmiis degerinin ve/veya makine partilerinin 10’a
boliinmiis haldeki Ortalama Agirlikli ses giicli seviyelerinin dnceden tanimlanmis
biiyiik bir kisminin, makineler yeni oldugunda altinda kaldig1 beyan sinirmi belirtir.

Madde 6’daki dogrulama prosediirleri, bir partideki ekipmanda, Agirlikli Ortalama
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ses glicii seviyesinin degeri beyan olunan giiriiltii emisyon degerini (LWAd) asan
kisminin oran1 %6,5’tan daha fazla degilse, bu partinin %95 kabul edilme olasiliginin

mevcut olmasi i¢in tasarlanmistir.

4.3.2.6. Beyan Olunan Agirhkh Ortalama Ses Basing Seviyesi (Lpam)

“Desibel” cinsinden: Bireysel bir makine i¢in beyan olunan Agirlikli Ortalama ses
basing seviyesi (Lpa) degeri, veya yeni olduklarinda, bir makine grubu i¢in beyan
olunan Agirlikli Ortalama ses basing seviyesi (Lpa) degerlerinin aritmetik ortalamasi.
Lpa i¢in Ol¢lim konumu (konumlari), ISO 7779°da belirlenmis operator konumu
(konumlar1) veya hicbir operatér konumu Dbelirlenmemisse seyreden Kkisi

konumlaridir.

4.3.3. istatistiksel Tamimlar

Bu Uluslararasi1 Standartta ¢ sembolii ger¢ek standart sapma i¢in ve s sembolii ise

tahminsel standart sapma i¢in kullanilir.

4.3.3.1. Tekrarlanabilirligin Standart Sapmasi (o)

Tekrarlanabilirlik kosullar1 altinda elde edilmis Slgiilen degerlerin standart sapmast;
yani ayni giiriilti emisyon ol¢iim yonteminin (ISO 7779), ayn1 ekipmanda kisa
zaman araliklar1 ile ayni kosullarda (ayn1 laboratuar, ayn1 operator, ayni aparat/cihaz)

tekrarl uygulanmasi.

4.3.3.2. Yeniden Gerg¢eklestirilebilirligin (6R) Standart Sapmasi

Yeniden gergeklestirilebilirlik kosullari altinda elde edilmis Olgiilen degerlerin
standart sapmasi; yani ayni giiriiltii emisyon Ol¢im yonteminin (ISO 7779), aynm
ekipmanda farkli zamanlarda ve farkli kosullarda (farkli laboratuar, farkli operator,
farkli cihaz) tekrar uygulanmasi. Bu sebeple, Yeniden gerceklestirilebilirligin

standart sapmasi, tekrarlanabilirligin standart sapmasini i¢ine alir.
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4.3.3.3. Uretimin (op) Standart Sapmasi

Tekrarlanabilirlik kosullar1 (ayn1 laboratuar, ayni operatdr, ayni cihaz) altinda aym
giiriltii emisyon 6l¢iim yontemini (ISO 7779) kullanmak suretiyle ayni {iriin ailesinin
gruplarindan alinan farkli ekipman iizerinde elde edilmis olgiilen degerlerin standart

Sapmasi.
4.3.3.4. Toplam (ot) Standart Sapma

Asagidaki formil ile wverilen sekliyle, yeniden gergeklestirilebilirlik standart

sapmasinin ve liretimin standart sapmasinin karelerinin toplaminin karekokii:

I
g, =TT =W|cr*.?‘-|-crP

4.3.3.5. Referans (6M) Standart Sapma

Bilgisayar ve is ekipmanlar i¢in tanimlanan toplam standart sapma; bu standart
sapma, bu ekipmanin partileri i¢in tipik deger olarak goriilir. LWA i¢in referans
standart sapma, oM = 2.0dB olacaktir.

4.4. GENEL GEREKLILIK

ISO EN 7779 yapilan ses oOlglimlerinin gerekliligi ile ilgili olarak standartlari
tanimlayan kurallar1 kapsamaktadir. Bunun haricinde {irtinlerin yiiksek seviyedeki
ses yaymimi yiiksek siddetteki ses i¢ kulaktaki isitme sinirlerine zarara neden
olabilir. Sesin siddeti ne kadar fazlaysa zarar verme ihtimali o kadar artar. Kulaga
verdigi zarar sesin siddeti kadar maruz kalma siiresi ile de ilgilidir. Giiriiltii 6ncelikle
yiiksek frekanslardaki seslerin (ince seslerin) isitilmesini azaltir. Giiriiltiiye maruz
kalma siiresi uzarsa daha algak frekanslardaki seslerin isitilmeside etkilenir.
Giirtiltiiye sadece kisa siireli maruz kalinmasi gegici ve az isitme kaybi yapabilir.

Ancak uzun siireli ve tekrarlayan giiriiltii genellikle kalic1 isitme kayb1 yapar. 70 db
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giiriiltiiye giinde 8 saatten daha fazla maruz kalinmasi, 80db giiriiltiiye giinde 2 saat,

95 db giiriiltiiye de giinde 15 dk'dan fazla maruz kalinmasi kalic1 zararlar verebilir.

Ayrica is¢i Saghgr ve Is Giivenligi Tiiziigiine gore agir ve tehlikeli islerin
yapilmadig1 yerlerde, giiriiltii derecesi 80 desibeli ge¢memelidir. 4857 Sayili Is
Kanunun 78. Maddesine gore diizenlenen Giiriiltii Yonetmeliginde ise, amacin
iscilerin gliriiltiiye maruz kalmalar1 sonucu saglik ve giivenlik yoniinden olusabilecek
risklerden korunmalar1 i¢in alinmasi gerekli onlemleri belirlemektir demektedir.
Giiriilti Yonetmeliginde en yiiksek maruziyet etkin degerleri olarak 85 desibeli

gegmemesi gerekmektedir.

Giiriiltii neticesinde fabrika vb. endiistriyel tesislerde c¢alisanlarin verimi diiserek,
dikkatleri dagilir ve bunun sonucunda is kazalar1 meydana gelir. Giiriiltii nedeniyle is
verimliliginin diismesi, ekonomik olarak kurumlara da zarar verir. Benzer bir etki,
egitim goren Ogrenciler lizerinde de goriiliir. Glirtiltiiye maruz kalan Ogrenciler
dikkatleri dagilarak konsantrasyonlari bozuldugu i¢in, verilen bilgileri verimli bir
sekilde anlayamaz. Miinih Havalimani c¢evresinde oturanlar iizerinde yapilan
arastirmalar, ucak giiriiltiislinlin, ¢ocuklarin uzun donemli hatirlama ve kavrama
yeteneklerini azalttig1 sonucunu vermistir. insanlarin verimli bir sekilde faaliyetlerini

stirdiirebilmeleri i¢in ses yalitimi ile giiriiltiiden arindirilmalar1 gerekir.

4.5. STANDARTLAR

Bu standart (EN 7779), bilgi tekonolojisi ve haberlesme teghizatindan yayilan esas
giiriiltiinlin 6l¢iilmesi i¢cin metotlar1 kapsar. Bundan da ote, 6zel techizat veya
uygulama ihtiyaglarin1 temin etmek i¢in miinferit imalat¢ilar ve kullanicilar
tarafindan ¢ok genis metotlar uygulanmaktadir. Bu ayr1 uygulama, bir c¢ok
durumlarda giiriiltii yayilmasiin zorlugunu karsilagtirma imkéani verir. Bu standart,
bu tip karsilastirmay1 basitlestirir, bilgi teknolojisi ve haberlesme teghizatinin giirtiltii
yayilma seviyelerini beyan etmek i¢in esasi olusturur.

Dogrulugu, gecerliligi ve onaylamayr saglamak icin, bu standard, kullanici ve
gozlemci konumlarindaki ses giic seviyesini ve yayilan ses gii¢ seviyesini tayin

etmek lizere temel standardi esas alir. Bundan bagka, bu standard ile uygunlugun
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onaylanmas1 basitlestirilmistir. Bir ¢ok durumlarda, yansiyan bir diizlem boyunca,
serbest alan sartlari, yar1 anekoik odalar tarafindan bos birakilmistir. Bu odalar,
miinferit katki saglayan giriiltii kaynaklarin1 konumlamak ve gelistirmek i¢in iiriin
tasarimi esnasinda Ozellikle yararli olabilir. Cinlama odalar {iriin kontrolii ve giirtiltii

yayilma beyan amaglart i¢in ses gii¢ seviyelerini elde etmede ¢ok ekonomik olabilir.

Kullanict ve gozlemci konumlardaki (ISO 11201) yayilan ses basing seviyesini
O0lcme metodu, ayr1 bir madde de belirtilmistir. Bu seviye esas gii¢ yayillma beyan
bilgisinin esas1 olarak dikkate alinmaz. Buna ragmen, 6l¢gmeler, yansiyan bir diizlem

tizerindeki serbest bir alandaki ses gii¢ seviyesine bagli olarak gergeklestirilir.

Benzer bir teghizat ile karsilagtirmak i¢in, montaj sartlar1 ve operasyon modu aynidir.
Bu standart, bilgi teknolojisi ve haberlesme techizatindan yayilan giiriiltinin
Ol¢iilmesi ve raporlanmasi igin islemeleri kapsar. Bu standart bu tip teghizat igin bir
giiriiltii deney kodunun bir pargasi olarak dikkate alinir ve ISO 3741, ISO 3744, ISO
3745 ve ISO 11201’mn temel giiriiltii yayillma standartlarini esas alinir. Temel
yayilma biiyiikliigl, ayni tip techizati ancak farkli imalatg1 veya farkli teghizat igin
karsilastirmada kullanilabilen A agirlikli ses gii¢ seviyesidir. Bu standarta, mevcut
imkan ve deneyimlerde, belirli sinirlamalardan kaginmak i¢in ses gii¢ seviyelerini
tayin etmede ii¢ temel giiriiltii yayilma standardi belirtilmistir. Ik temel standart
(ISO 3741) yank1 odasindaki karsilastirma 6l¢timlerini kapsar. Diger ikisi (ISO 3744
ve ISO 3745) bir yansitma diizlemi ilizerinde esas olarak serbest alandaki Slgiimleri
belirler. Makinanin ses gii¢ seviyelerini tayin ederken, bu ili¢ temel giiriiltii yayilma

standardindan herhangi birisinden, istege bagli olarak uygun olani kullanilmalidir

9.
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Cizelge 4.1. Ses giiriiltii seviyelerine gore goriilen saglik sorunlari.

Ses Seviyesi (dBA)

Gortilebilecek Saglik Sorunlari

30-65 dBA 1.derecedeki guriiltiler “konforsuzluk,
rahatsizlik, kizginlik, konsantrasyon ve uyku
bozuklugu”

65-90 dBA 2.derecedeki giiriiltiiler “Fizyolojik giiriilti,
Kalp atisinin degisimi, solunum hizlanmasi,
beyindeki basincin azalmasi

90-120 dBA 3.derecedeki giiriiltiller “Fizyolojik girtltd,
Bas agris1

120-140 dBA 4.derecedeki giiriiltiller “Fizyolojik giiriilti,
Bas agris1

>140 dBA 5.derecedeki  giriiltiler “Kulak  zarinin

patlamasi
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BOLUM 5

EMC, LVD ve AKUSTIK TESTLERININ KURAL TABANLI UZMAN
SISTEM TASARIMI

5.1. GIRIS

Temel olarak veri madenciligi, veri setleri arasindaki desenlerin ya da diizenin,
verinin analizi ve yazilim tekniklerinin kullanilmasi ile ilgilidir. Veriler arasindaki
iliskiyi, kurallar1 ve oOzellikleri belirlemekten bilgisayar sorumludur. Amag, daha
onceden fark edilmemis veri desenlerini tespit edebilmektir. Veri madenciligi sahasi,
istatistik, makine bilgisi, veritabanlar1 ve yliksek performansli islem gibi temelleri de

igerir.

Veri madenciligi, eldeki yapisiz veriden, anlamli ve kullanmigh bilgiyi ¢ikarmaya
yarayacak timevarim islemlerini analiz etmeye ve uygulamaya yonelik ¢alismalarin
biitliniinii icerir. Genis veri kiimelerinden desenleri, degisiklikleri, diizensizlikleri ve
iligkileri ¢ikarmakta kullanilir. Bu sayede, web {izerinde filtrelemeler, DNA siralari
icerisinde genlerin tespiti, ekonomideki egilim ve diizensizliklerin tespiti, elektronik
aligveris yapan miisterilerin aligkanliklar1 gibi karar verme mekanizmalar1 igin

onemli bulgular elde edilebilir [10].

Veri madenciliginde amag¢ ¢ok biiyiik miktardaki ham veriden degerli bilginin
cikarilmasidir. Veri madenciligi biiyiilk miktarda veri inceleme amaci iizerine
kurulmus oldugu i¢in veritabanlar1 ile yakindan iligkilidir. Gerekli verinin hizla
ulasilabilecek sekilde amaca uygun bir sekilde saklanmasi ve gerektiginde bu
verilere hizla ulasilabilmesi gerekmektedir. Giiniimiizde yaygin olarak kullanilmaya
baslanan veri ambarlar1 giinliik kullanilan veritabanlarinin birlestirilmis ve islemeye

daha uygun bir 6zetini saklamay1 amaglar.
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Veri madenciligi; veri ambarlarinda tutulan ¢ok cesitli verilere dayanarak daha dnce
kesfedilmemis bilgileri ortaya g¢ikarmak, bunlari karar vermek ve eylem planin
gergeklestirmek i¢in kullanma siirecidir [11]. Bu noktada kendi basina bir ¢6ziim
degil ¢oziime ulasmak icin verilecek karar siirecini destekleyen, problemi ¢dzmek
icin gerekli olan bilgileri saglamaya yarayan bir aragtir. Veri madenciligi; analiste, is
yapma asamasinda olusan veriler arasindaki sablonlari ve iligkileri bulmasi

konusunda yardim etmektedir.

Veri madenciligi kiimeleme, veri 6zetleme, degisikliklerin analizi, sapmalarin tespiti
gibi belirli sayida teknik yaklasimlari icerir. Bagka bir deyisle, veri madenciligi,
verilerin igerisindeki desenlerin, iligkilerin, degisimlerin, diizensizliklerin, kurallarin
ve istatistiksel olarak O6nemli olan yapilarin yari otomatik olarak kesfedilmesidir.
Temel olarak veri madenciligi, genis veri setleri arasindaki desenlerin yada diizenin,
verinin analizi ve yazilim tekniklerinin kullanilmasi ile ilgilidir. Amag, daha 6nceden

fark edilmemis veri desenlerini tespit edebilmektir [12].

5.2. VERI MADENCILIGININ UYGULAMA ALANLARI

Veri madenciligi verinin yogun olarak iretildigi ve bunun sonucu olarak
veritabanlarinin olustugu hemen her ortamda uygulama kullanim alan1 bulabilir. Bazi

uygulama alanlar1 agsagidaki gibi 6zetlenebilir.

1. Bilimsel ve mihendislik verileri : Giliniimiizde laboratuar veya bilgisayar
ortaminda sistemlerin benzetimi ve analizi siirecinde yiiksek miktarda bilimsel
veri Uretilmektedir. Elde edilen bu verilerin anlamlandirilmasi igin veri
madenciligi ¢ok uygun bir platform saglar.

2. Saglik verileri : Veri madenciliginin en umut verici uygulama alanlarindan bir
tanesi de tip ve saglik alamdir. Ozellikle tarama testlerinden elde edilen verileri
kullanarak ¢esitli kanserlerin 6n tanisi, kalp verilerini kullanarak kalp krizi
riskinin tespiti, acil servislerde hasta semptomlarina gore risk ve dnceliklerin
tespiti gibi ¢ok genis bir uygulama sahasi s6z konusudur.

3. Is verileri : Is siiregleri sirasinda biiyiik miktarda veriler iiretilir. Bu verileri

karar verme mekanizmalarinda kullanmak mimkiindir. Miisteri veri
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tabanlarinin analizi ile reklam ve promosyon ile ilgili pek ¢ok faydali bilgiye
ulasmak miimkiindiir.

4. Algveris verileri : Bu alanda en ¢ok bagvurulan veri madenciligi yaklasimi
sepet analizidir. Sepet analizinde amag¢ alinan triinler arasindaki iliskileri
bulmaktir. Bu iliskilerin bilinmesi isletmenin kérimm1 arttirmak igin
kullanilabilir.

5. Bankacilik ve finans verileri : Bankacilik sektoriinde kredi ve kredi karti
sahtekarlig1 tahminlerinde, risk degerlendirmede, miisteri egilim analizlerinde,
kar analizi gibi alanlarda veri madenciligi kullanilir.

6. Egitim sektorii verileri : Ogrenci islerinde veriler analiz edilerek dgrencilerin
basar1 ve basarisizlik nedenleri, basarinin arttirilmasi i¢in hangi konulara
agirlik verilmesi gerektigi, liniversite giris puanlari ile okul basaris1 arasinda
bir iligkinin var olup olmadig1 gibi sorularin cevabi bulunarak egitim kalitesi ve
performansi arttirilabilir.

7. Internet (Web) verileri : Internet ve web lizerindeki veriler hem hacim hem de
karmagiklik olarak hizla artmaktadir. Web madenciligi 6zetle internetten
faydal1 bilginin kesfi olarak tanimlanabilir.

8. Dokiiman verileri : Dokiiman veri madenciliginde (text mining) ana amag
dokiimanlar arasinda ayrica elle bir tasnif gerekmeden benzerlik
hesaplayabilmektir. Bu genelde otomatik olarak ¢ikarilan anahtar sozciiklerin
tekrar sayist sayesinde yapilir. Polis kayitlarinda mevcut rapora benzer kag adet
ve hangi raporlar var. Uriin tasarim dokiimanlar1 ve internet dokiimanlari
arasinda mevcut tasarim i¢in kullanilabilecek ne tiir dosyalar var gibi sorulara
yanit bulunabilir.

9. Bunlarin disinda da veri madenciliginin faydali olabilecegi ve kullanilabilecegi
alanlar arasinda tasimacilik ve ulasim, turizm ve otelcilik, haberlesme,

belediyeler sayilabilir.

5.3. VERI MADENCILIiGi iLE MAKINE OGRENIMI iLiSKiSi

Istatistiksel yontemlerde veya yapay sinir aglarinda veriden bir fonksiyon
Ogrenildikten sonra bu fonksiyonun insanlar tarafindan anlasilabilecek bir kural

olarak yorumlanmasi zordur. Oysa, karar agaclari olusturulduktan sonra kokten
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yapraga dogru inilerek her dal bir kural olusturacak sekilde kurallar yazilabilir. Bu
sekilde kural ¢ikarma veri madenciligi calismasinin sonucunun dogrulanmasini

saglar [13].

Karar agaci tabanli algoritmalar genellikle karar agacini olusturmak i¢in en biiyiik
bilgi kazancini veren Ozelliklerden arama yapmak icin bilginin entropi Sl¢iisiinii
kullanirlar. Entropisi en diisiik olan karakteristik, en iyi olarak kabul edilir ve bu
karakteristik karar agacinin kokiinii olusturur. Ornek kiimesi bu karakteristige gore
kiigiik alt kiimelere boliinlir ve agacin her dali bir simif degerine karsilik gelecek
sekilde dallandirilir. Karar agaci gelistirme prosediirt, egitme Ornekleri kullanicinin

belirledigi sonlandirma 6l¢iitiine goére dogru siniflandirilincaya kadar devam eder.

Karar agaci tabanli algoritmalar Bol-ve-Fethet metoduna gore islem yaparak
ornekleri alt kiimelere ayirirlar. Bol-ve-Fethet 6grenme metodu, bir 6rnek kiimesini,
her bir alt kiimede sadece tek bir sinif kalincaya kadar alt kiimelere ayirir. Dogrudan
kural iireten algoritmalar ise kapsama metoduna gore islem yaparlar. Bu metot ile
verilen O0rnek kiimesinde daha genel kurallar elde etmek igin 6rnek kiimesi sinif
degerlerine gore alt kiimelere ayrilir ve verilen alt kiimede arama yoOntemleri

kullanilarak kural iiretilmeye ¢aligilir.

Makine 6grenimi (Machine Learning) cevresel durum gozlemleri ve gecis tabanl
kurallarin esdeger oldugu 6grenme islerinin ve 6grenmenin otomasyonudur. Bu genis
bir sahadir, yani sadece orneklerden 6grenme degil ayn1 zamanda takviye 6grenimi
ve Ogretmenle Ogrenim bu sahaya girmektedir. Bir 6grenme algoritmasi veri
kaynaklar1 ve onun beraberinde yer alan giris bilgisi ve sonuglardan olusur. Makine
ogrenimi onceki ornekleri ve sonuglar: inceler ve bu isleri nasil yeniden yapacagin

ogrenir ve yeni durumlar hakkinda genellemeler yapar.

Genellikle bir makine 6grenim sistemi tek bir gozlemleyici kullanmaz, egitim kiimesi
ad1 verilen biitiin bir sistem kullanir. Bu set i¢inde 6rnek gbzlem kodlar1 bulunan ve
makine tarafindan okunabilen bazi1 formlar bulunur. Veritabanindaki bilginin kesfi
veya veri madenciligi ve makine 0greniminin bir pargast problemlerin igaret ettigi

algoritmalarla ilgilidir.
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Makine 6grenimi ile veri madenciligi arasindaki temel fark ve benzerlikler asagidaki
gibidir:

Makine Ogrenimi bir ajanin gelisen performansi ile ilgiliyken, veri madenciligi
anlasilir bilginin bulunmas ile ilgilidir.

Sinir ag1 algoritmalar1 makine 6greniminin omurga pargasini ayakta tutmaktayken
veri madenciligi ile de yakindan ilgilidir, sinir ag1 algoritmalar1 sayesinde bilginin
ortaya ¢ikarilmasi ¢abasi vardir.

Makine 6grenimi daha kiigiik veri setlerine bakarken, veri madenciligi ¢ok biiyiik,
gercek hayat veritabanlar ile ilgilidir. Boylece etkinlik veri madenciligi i¢in daha

onemlidir.

5.4. GELISTIRILEN KURAL TABANLI UZMAN SISTEM

Veri madenciliginin yukarida sayilan problemlerini ortadan kaldirmak i¢in KNN
Algoritmast kullanilarak kural tabanli bir uzman sistem yazilimi gelistirilmistir.

Yazilim, MS Access veritaban1 ve C# programlama dili kullanilarak hazirlanmistir.

Bir uzman sistemde yeni bir durumla karsilasildiginda sonucun ne olacagi, mevcut
kural kiimesinden buna cevap verecek kurallarin bulunmasina baghdir. Kural
kiimesinde arama yapilirken kurallar sirasiyla arastirthir. Verilen karakteristik
degerlerinin tamamini1 dogrulayan kural secilir. Uyan bir kuralin bulunmamasi
durumunda “Karar yok” mesaji goriintiilenir. Bu durumda kullanicinin ihtiyag

duyulan bagka bilgileri de girmesi istenir.

5.4.1. Uzman Sisteminin Kullanic1 Arayiizii

Kullanicinin, gelistirilen uzman sistemi kolay bir sekilde kullanmasini saglamak icin
uygun programlama teknikleri kullanmilmistir. Bu sekilde kullanicinin kolaylikla

kendi veritabanini olusturmasi ve bilgi girislerini daha rahat bir sekilde yapmasi

saglanmistir. Uzman sistemin ana formu asagida verilmistir.
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o= Uzman Sistem [Elﬂu

————|
|

Omek Setler 1

G
KURALLAR

Sekil 5.1. Uzman sistem kullanici arayiizii.

5.4.2. Sisteme Bilgi Girisi

Ormnek kiimesinin tanimi1 yapildiktan sonra bir veritabani olusturulur ve bilgi girisine
hazir hale getirilir. Girilen her kayit bir 6rnek olarak adlandirilir. Tiim 6rnekler 6rnek
kiimesini olusturur. Ornek girisleri, farkli zamanlarda veritabanmna kayit ilavesi
seklinde yapilabilir. Bilgilerin son sekli kalici olarak saklanir. Bilgi giris ekrani

asagida gosterilmistir.

Bilgi Girigi (EMC)

Test Standard)

Durum

Sekil 5.2. Veri giris formu.
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5.4.3 Kural Uretme

Hazirlanan Kural tabanli uzman sistemde her bir bolim ic¢in ayr1 kurallar

belirlenmistir.

Cizelge 5.1. EMC kurallari.

Standart

Test Adi /Standartin Test Degeri

Olgiilen
Sonug

61000-4-2

ESD (Havadan) 4KV
ESD (Temasla) 8KV

Sistem Normal ise Basarili
Sistem Resetlendi ise Basarisiz
Kisa Devre Oldu ise Basarisiz

61000-4-3

Ratiated Immunity 80 Mhz-2.2Ghz

Sistem Normal ise Basarili
Sistem Resetlendi ise Basarisiz
Kisa Devre Oldu ise Basarisiz

61000-4-4

Burst 2KV

Sistem Normal ise Basarilli
Sistem Resetlendi ise Basarisiz
Kisa Devre Oldu ise Basarisiz

61000-4-5

Surge 1-2KV

Sistem Normal ise Basarilli
Sistem Resetlendi ise Basarisiz
Kisa Devre Oldu ise Basarisiz

61000-4-6

Conducted Immunity 150 Khz-80 Mhz

Sistem Normal ise Basarili
Sistem Resetlendi ise Basarisiz
Kisa Devre Oldu ise Basarisiz

Sistem Normal ise Basarili

61000-4- PQT %5- %40 %70 Sistem Resetlendi ise Basarisiz
11 .
Kisa Devre Oldu ise Basarisiz
55011 | Ratiated Emission 30 Mhz- 1Ghz Eger Sonug < =47 ise Bagaril
Egder Sonug > 47 ise Basarisiz
55011 | Conducted Emission 150 khz-30 Mhz | C98" Sonug < =66 ise Bagaril
Egder Sonug > 66 ise Basarisiz
Cizelge 5.2. LVD kurallar1.
Olgiilen
Standarti | Test Ad1 /Standartin Test Degeri Sonug
i . Eger Sonug < =100 ise Basarih
60024-1 | High Voltage (mA) Eger Sonug > 100 ise Basarisiz
; . . Eger Sonug > 1 ise Basarlli
60024-1 | lzolasyon Direnci (MQ) Eger Sonug < =lise Basarisiz
i . . Egder Sonug < =100 ise Basarih
60024-1 | Topraklama Direnci (MQ) Eger Sonug > 100 ise Basarisiz
60024-1 | Kagak Akim (mA) Eger Sonug < 10 ise Basaril

Egder Sonug >= 10 ise Basarisiz
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Cizelge 5.3. Akustik test kurallari.

Olgiilen
Standarti | Test Adi /Standartin Test Degeri Sonug

Eger Sonug < =19 ise Basaril

9296 Bos Modda (dB) Eger Sonug > 19 ise Basarisiz

Eger Sonug < =19 ise Basaril

9296 Ofis Uygulamalari Agikken (dB) Eger Sonug > 19 ise Basarisiz

Eger Sonug < =35 ise Basaril

9296 Tim Fonksiyonlar Agikken (dB) Eger Sonug > 35 ise Basarisiz

Windows CD’si Takil ve Bilgi Okuma | Eger Sonug < =35 ise Basarlli

9296 ve Dogrulama Yaparken (dB) Egder Sonug > 35 ise Basarisiz

. o Eger Sonucg < =27 ise Basarlli
9296 | Gerekli Ortalama Deger (dB) Eger Sonug 27 ise Ba$§ns|z

5.4.4. Degerlendirme

Uzman sistemin en 6nemli béliimlerinden biridir. Bu boliimde veri girigi boliimiinde
kullanicidan ilgili verilerin girilmesi, bazi verilerin hazir verilerden secilmesi istenir.
Bu pencere iizerinde yer alan hazir bilgiler 6rnek setindeki bilgilere gore dinamik
olarak olusturulmaktadir. Bilgi girisi tamamlandiktan sonra girilen degerler kural

kiimesindeki  kurallar ile test edilir ve bulunan sonu¢ gorintiilenir.
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BOLUM 6

SONUCLAR VE ONERILER

Bu calismada, bilgi teknolojisi cihazlari i¢in elektromanyetik uyumluluk, giivenlik ve
ses standartlar1 incelenmis ve test merkezlerinde yapilan testlerin sonucu
arastirtlmistir. Yapilan arastirmalar ve test merkezlerinde yapilan uygulamalar ve bu

uygulamalarin sonuglarindan elde edilen veriler sonucunda sonucunda;

1. Avrupa Birligi Uyum Yasalar1 g¢er¢evesinde son yillarda yukarida anlatilan

standartlarin uygulanmasinda artislar oldugu belirlenmistir.

2. EMC LVD ve ses testlerinin yukarida anlatilan standartlara gdére yapilmasi
sonucunda gerekli degerleri alarak testi gecen {riinlerin insan sagligin1 daha az

etkiledigi belirlenmisgtir.

3. EMC testleri sonucunda belirlenen standartlara uygun olmayan cihazlarda
testlerin uzun siireli yapilmasi neticesinde veri kaybi ve bozulmalar

goriilmiistiir.

4. EMC testleri yalnizca cithazin giivenligi ve veri kaybi i¢in degil ayni cihazin

etrafindaki diger cihazlardan etkilenmemesi i¢in yapilmaktadir.

5. ESB (elektrostatik bosalma) testinin dokunmatik ekran, dokunmatik tus takimi
kullanilan tiim bilgi teknolojisi cihazlarda uygulanmasimin gerekli oldugu
gdzlemlenmistir. Ozellikle hayati 6neme sahip tip alaminda kullanilan

cihazlarda ciddi sorunlara yol agabilecegi ongoriilmektedir.

6. EMC testlerinde standartlarda belirlenen degerleri saglamayan iiriinlerin ilgili

degerleri saglayan iirlinlere oranla dmriiniin daha az oldugu belirlenmistir.
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7. Giivenlik standartlarinda belirtilen maddelerin ¢ogunlukla insan sagligim
korumaya yonelik Onlemler aldigi, bunun neticesinde de uygun cihazlarin

verdigi zararlarin oranlarinin ¢ok diisiik oldugu tespit edilmistir.

8. Gelistirilen uzman siniflandirma sistemi yardimiyla herhangi bir uzmana gerek
kalmadan elde edilen verilerin ilgili test kategorisine girilmesi sonucunda bu
cihazin  hangi  testlerden gecip hangi testlerden gegemeyecegi

gorilebilmektedir.
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